
 

IEC 60862-1  
Edition  3.0 201 5-08 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality –  
Part 1 :  Generic specification  
 
Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité –  
Partie 1 :  Spécification générique  
 

IE
C
 6
0
8
6
2-

1
:2

01
5
-0

8(
en

-f
r)
 

  
  

® 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

 

  

 TH IS PUBLICATION  IS  COPYRIGHT PROTECTED 

 Copyright © 201 5 IEC,  Geneva,  Switzerland   
 
Al l  rights  reserved.  Un less  otherwise specified ,  no part of th is  publ ication  may be  reproduced  or u ti l ized  in  any form  
or by any means,  electronic or mechanical ,  includ ing  photocopying  and  microfi lm,  wi thout permission  i n  wri ting  from  
ei ther IEC or IEC's member National  Committee i n  the country of the requester.  I f you  have any questions about I EC 
copyright or have an  enqui ry about obtaining  addi tional  rights  to this  publ ication,  please contact the  address below or 
your l ocal  I EC member National  Committee for further information.  
 

Droits  de reproduction  réservés.  Sauf indication  contraire,  aucune partie de cette publ ication  ne peut être reprodu ite 
n i  u ti l isée sous quelque  forme que ce soi t et par aucun  procédé,  électronique ou  mécanique,  y compris  l a photocopie 
et l es m icrofi lms,  sans l 'accord  écri t de l ' IEC ou  du  Comité national  de l ' IEC du  pays du  demandeur.  Si  vous avez des  
questions sur l e  copyright de l ' IEC ou  s i  vous désirez obtenir des droits  supplémentai res sur cette publ ication,  uti l isez 
les  coordonnées ci -après ou  contactez le  Comité national  de  l ' IEC de  votre pays de résidence.  
 

IEC Central  Office Tel . :  +41  22  91 9  02  1 1  
3,  rue  de Varembé Fax:  +41  22  91 9 03  00 
CH-1 21 1  Geneva 20 info@iec.ch  
Swi tzerland  www. iec.ch  

 

About the IEC 
The I nternational  E lectrotechnical  Commission  (I EC) is  the  lead ing  g lobal  organization  that prepares  and  publ ishes 
I nternational  Standards for al l  electrical ,  electron ic and  related  technolog ies.  
 

About IEC publ ications   
The technical  content of IEC publ ications is  kept under constant review by the IEC.  Please make sure that you  have the 
latest ed ition,  a  corrigenda or an  amendment m ight have been  publ ished.  
 

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue 
The stand-alone appl ication  for consulting the entire 
bibl iographical  information on IEC International  Standards,  
Technical  Specifications,  Technical  Reports and  other 
documents.  Avai lable for PC,  Mac OS,  Android  Tablets and 
iPad.  
 

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub 
The advanced search enables to find  IEC publ ications by a 
variety of criteria (reference number,  text,  technical  
committee,…).  I t also gives information on projects,  replaced 
and  withdrawn publ ications.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 
Stay up to date on al l  new IEC publ ications.  Just Published 
detai ls al l  new publ ications released.  Avai lable onl ine and 
also once a month by email.  

Electropedia - www.electropedia.org 
The world's leading onl ine dictionary of electronic and 
electrical  terms containing more than 30 000 terms and 
definitions in Engl ish and French,  with  equivalent terms in 1 5 
additional  languages.  Also known as the International  
Electrotechnical  Vocabulary (IEV) onl ine.  
 

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary 
More than 60 000 electrotechnical  terminology entries in 
Engl ish and French extracted  from the Terms and Definitions 
clause of IEC publications issued since 2002.  Some entries 
have been col lected from earl ier publ ications of IEC TC 37,  
77,  86 and  CISPR.  
 

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc 
I f you wish to give us your feedback on this publ ication or 
need  further assistance,  please contact the Customer Service 
Centre:  csc@iec.ch.  
 

 

A propos de l 'IEC 
La Commission  Electrotechnique I nternationale  (IEC) est la  première organisation  mond iale qu i  é labore et publ ie des 
Normes internationales pour tout ce qui  a trai t à  l 'électrici té,  à  l 'électron ique et aux technolog ies  apparentées.  
 

A propos des publications IEC  
Le contenu  technique des publ ications IEC est constamment revu.  Veu i l lez vous  assurer que vous  possédez l ’édi tion  la  
plus récente,  un  corrigendum  ou  amendement peut avoi r été publ ié.  
 

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue 
Application  autonome pour consulter tous les renseignements 
bibl iographiques sur les Normes internationales,  
Spécifications techniques,  Rapports techniques et autres 
documents de l 'IEC.  Disponible pour PC,  Mac OS,  tablettes 
Android  et iPad.  
 

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub 

La recherche avancée permet de trouver des publ ications IEC 
en  util isant différents critères (numéro de référence,  texte,  
comité d’études,…).  Elle donne aussi  des informations sur les 
projets et les publications remplacées ou  retirées.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 

Restez informé sur les nouvel les publ ications IEC.  Just 
Publ ished détai l le les nouvelles publ ications parues.  
Disponible en l igne et aussi  une fois par mois par email .  
 

Electropedia - www.electropedia.org 

Le premier dictionnaire en  l igne de termes électroniques et 
électriques.  I l  contient plus de 30 000 termes et définitions en 
anglais et en  français,  ainsi  que les termes équivalents dans 
1 5 langues additionnel les.  Egalement appelé Vocabulaire 
Electrotechnique International  (IEV) en  l igne.  
 

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary 
Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques,  en 
anglais et en  français,  extraites des articles Termes et 
Définitions des publ ications IEC parues depuis 2002.  Plus 
certaines entrées antérieures extraites des publ ications des 
CE 37,  77,  86 et CISPR de l 'IEC.  
 

Service Clients - webstore.iec.ch/csc 

Si  vous désirez nous donner des commentaires sur cette 
publ ication ou  si  vous avez des questions contactez-nous:  
csc@iec.ch.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://std.iec.ch/glossary


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC 60862-1  
Edition  3.0 201 5-08 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality –  
Part 1 :  Generic specification  
 
Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité –  
Partie 1 :  Spécification générique 
 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION  

COMMISSION  

ELECTROTECHNIQUE 

INTERNATIONALE  
ICS 31 .1 40 

 

ISBN 978-2-8322-2863-0 

  
  

® Registered  trademark of the International  Electrotechnical  Commission 
 Marque déposée de la Commission  Electrotechnique Internationale 

® 

 Warning!  Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  

 Attention!  Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 2  – I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  

 

2  

CONTENTS  

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

1  Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

2  Normative  references  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

3  Terms,  defi n i ti ons,  un i ts  and  symbols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3. 1  Terms  and  defin i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3. 1 . 1  General  terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3. 1 . 2  Response characteristics  re lated  terms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

3. 1 . 3  SAW fi l ter re lated  terms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

3. 2  Un i ts  and  symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

4  Order of precedence of documents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

5  Preferred  values  for rati ngs  and  characteristics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 2  Nominal  frequencies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 2. 1  Nominal  frequency bands  for use  i n  RF  appl ications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 2. 2  Nominal  frequency bands  for use  i n  I F  appl ications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 2. 3  Nominal  frequency values  for use  i n  broadcasting  I F  appl ications  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

5. 3  Relati ve  attenuation  va lues  speci fying  pass  bandwid th  for I F  appl ications  . . . . . . . . . . . . .  20  

5. 4  TTE s ignal  suppress ion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

5. 5  Operating  temperature  ranges,  i n  degrees  Cels ius  (°C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

5. 6  Cl imatic category . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

5. 7  Bump severi ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

5. 8  Vibration  severi ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

5. 9  Shock severi ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

5. 1 0  Fine  leak rate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

6  Marking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

6. 1  Fi l ter marking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

6. 2  Package marking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7  Qual i ty assessment procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7. 2  Primary stage  of manufacture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7. 3  Structura l l y s im i lar components  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7. 4  Subcontracting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

7. 5  I ncorporated  components  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 6  Manufacturer’s  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 7  Approval  procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 7. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 7. 2  Capabi l i ty approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 7. 3  Qual i fication  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 8  Procedures  for capabi l i ty approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 8. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

7. 8. 2  El ig ib i l i ty for capabi l i ty approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 8. 3  Appl ication  for capabi l i ty approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 8. 4  Granting  of capabi l i ty approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 8. 5  Capabi l i ty manual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 9  Procedures  for qual i fication  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 3  – 

 

7 . 9. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 9. 2  El ig ib i l i ty for qual i fication  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 9. 3  Appl ication  for qual i fication  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 9. 4  Granting  of qual i fication  approval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 9. 5  Qual i ty conformance i nspection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 1 0  Test procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 1 1  Screen ing  requ i rements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7. 1 2  Rework and  repai r work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 2. 1  Rework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 2. 2  Repair work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 3  Certi fied  records  of re leased  lots  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 4  Val i d i ty of re lease  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 5  Release  for de l i very . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

7. 1 6  Unchecked  parameters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

8  Test and  measurement procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

8. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

8. 2  Test and  measurement cond i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

8. 2. 1  Standard  cond i tions  for testi ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

8. 2. 2  Precis ion  of measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 2. 3  Precau tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 2. 4  Alternative  test methods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 3  Visual  i nspection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 3. 2  Visual  test  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 3. 3  Visual  test  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

8. 3. 4  Visual  test  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 4  Dimensions  and  gaug ing  procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 4. 1  Dimensions  test A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 4. 2  Dimensions  test B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 5  Electrical  test procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 5. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 5. 2  I nsertion  attenuation  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

8. 5. 3  Phase measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

8. 5. 4  Group  delay measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

8. 5. 5  Return  attenuation  measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

8. 5. 6  Unwanted  s i gnal  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

8. 5. 7  I n termodu lation  d is tortion  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

8. 5. 8  Measurement of i nsertion  attenuation ,  phase,  and  group delay 
characteristics  at  speci fied  term inating  impedances  and  at  standard  
atmospheric cond i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 9  Measurement of i nsertion  attenuation ,  phase,  and  group delay 
characteristics  as  a  function  of temperature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 1 0  Measurement of return  attenuation  at speci fied  term inati ng  impedance  
and  at the  standard  atmospheric cond i tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 1 1  Measurement of unwanted  s ignals  at s tandard  atmospheric cond i ti ons  . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 1 2  Measurement of i n termodu lation  d istortion  at  standard  atmospheric  
cond i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

8. 5. 1 3  Measurement method  for the  ba lanced  type  fi l ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

8. 5. 1 4  I nsu lation  res istance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 4  – I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  

 

4  

8 . 5. 1 5  Vol tage  proof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

8. 6  Mechan ical  and  envi ronmental  test  procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

8. 6. 1  Robustness  of term inations  (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

8. 6. 2  Seal i ng  tests  (non-destructive)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

8. 6. 3  Soldering  (solderabi l i ty and  resistance  to  so ldering  heat)  (destructi ve)  . . . . . . . . . .  39  

8. 6. 4  Rapid  change  of temperature:  severe  shock by l i qu id  immersion  (non -
destructi ve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

8. 6. 5  Rapid  change  of temperature  wi th  prescribed  time  of transi tion  (non-
destructi ve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

8. 6. 6  Bump (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

8. 6. 7  Vibration  (destructive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

8. 6. 8  Shock (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

8. 6. 9  Free  fa l l  (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

8. 6. 1 0  Acceleration ,  steady state  (non-destructive)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

8. 6. 1 1  Low a i r pressure  (non-destructive)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 2  Dry heat (non-destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 3  Damp heat,  cycl ic  (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 4  Cold  (non-destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 5  Cl imatic sequence (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 6  Damp heat,  steady state  (destructive)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 7  Sal t m ist cycl ic (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

8. 6. 1 8  Immersion  i n  cl ean ing  solven ts  (non-destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

8. 6. 1 9  Flammabi l i ty test (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

8. 6. 20  Electrostatic  d ischarge  (ESD)  sens i ti vi ty test (destructi ve)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

8. 7  Endurance  test  procedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

Bibl i ography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

 

F i gu re  1  – Frequency response of a  SAW fi l ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

Figure  2  – I nsertion  attenuation ,  phase,  and  group  delay measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

Figure  3  – Return  attenuation  measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

Figure  4  – Unwanted  s i gnal  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

Figure  5  – Unwanted  s i gnals  measured  on  time domain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

Figure  6  – I n termodu lation  d istortion  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Figure  7  – Four-port network anal yzer measurement for balanced-balanced  connection  
fi l ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

Figure  8  – Three-port  network anal yzer measurement for balanced-unbalanced  
connection  fi l ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 5  – 

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW)  FILTERS  

OF  ASSESSED QUALITY –  
 

Part 1 :  Generic specification  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cations,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zation  for S tandard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Comm ittees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  conten t of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty  
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent  certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Attention  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Attention  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts .  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC  60862-1  has  been  prepared  by I EC  techn ical  committee  49:  
P iezoelectric,  d ie lectric and  e lectrostatic  devices  and  associated  materials  for frequency 
con trol ,  se lection  and  detection .  

Th is  th i rd  ed i tion  cancels  and  replaces  the  second  ed i ti on  publ ished  i n  2003.  Th is  ed i ti on  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .  

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

•  the  terms  and  defin i ti ons  from  IEC  60862-2 :2002  are  i ncluded ;  

•  the  measurement method  for the  balanced  type  fi l ter i s  described ;  

•  the  e lectrostatic  d ischarge  (ESD)  sensi ti vi ty test  procedure  i s  cons idered .  
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The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

49/1 1 51 /FDIS  49/1 1 64/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/I EC  D i recti ves,  Part 2 .  

A l i st of a l l  parts  i n  the  I EC  60862  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Surface acoustic 
wave (SAW)  filters of assessed quality,  can  be  found  on  the  I EC web  s i te.  

The  committee  has  decided  that  the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  
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SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW)  FILTERS  
OF  ASSESSED QUALITY –  

 
Part 1 :  Generic specification  

 
 
 

1  Scope 

This  part  of I EC  60862  speci fies  the  methods  of test  and  general  requ irements  for SAW fi l ters  
of assessed  qual i ty us ing  e i ther capabi l i ty approval  or qual i fication  approval  procedures.  

2  Normative references  

The fo l l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl i es .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60027  (a l l  parts) ,  Letter symbols to  be  used in  electrical technology 

I EC 60050  (a l l  parts),  International Electrotechnical Vocabulary  (avai lab le  at  
www.electroped ia .org)  

I EC 60068-1 : 201 3,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

I EC 60068-2-1 ,  Environmental testing – Part 2-1 :  Tests – Test A:  Cold 

IEC 60068-2-2 ,  Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B:  Dry heat 

I EC 60068-2-6,  Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)  

IEC 60068-2-7,  Basic environmental testing procedures – Part 2-7: Tests – Test Ga and 
guidance:  Acceleration,  steady state   

IEC 60068-2-1 3,  Basic environmental testing procedures – Part 2-13: Tests – Test M: Low air 
pressure 

I EC 60068-2-1 4,  Environmental testing – Part 2-14:  Tests – Test N: Change of temperature  

IEC 60068-2-1 7: 1 994,  Basic environmental testing procedures– Part 2-17:  Tests – Test Q:  
Sealing 

IEC 60068-2-20,  Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for 
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads 

IEC 60068-2-21 ,  Environmental testing – Part 2-21:  Tests – Test U:  Robustness of 
terminations and integral mounting devices 

I EC 60068-2-27,  Environmental testing – Part 2-27:  Tests – Test Ea  and guidance: Shock 

IEC 60068-2-30,  Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db and guidance: Damp 
heat,  cyclic (12 h  +  1 2 h  cycle)  
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8  

I EC 60068-2-31 ,  Environmental testing – Part 2-31 :  Tests – Test Ec: Rough handling shocks,  
primarily for equipment-type specimens 

IEC 60068-2-45,  Basic environmental testing procedures – Part 2-45: Tests – Test XA  and 
guidance:  Immersion in  cleaning solvents 

IEC 60068-2-52,  Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist,  cyclic (sodium 
chloride solution)  

IEC 60068-2-58,  Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for 
solderabilitly,  resistance to  dissolution of metallization and to  soldering heat of surface 
mounting devices (SMD)  

IEC 60068-2-64,  Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration,  broad-band 
random and guidance 

IEC 60068-2-78,  Environmental testing – Part 2-78:  Tests – Test Cab:  Damp heat,  steady 
state  

I EC 601 22-1 ,  Quartz crystal units of assessed quality – Part 1 :  Generic specification  

I EC 6061 7,  Graphical symbols for diagrams  (avai l ab le  at h ttp : //std . iec. ch /iec6061 7)  

IEC 60642,  Piezoelectric ceramic resonators and resonator units for frequency control and 
selection – Chapter I:  Standard values and conditions – Chapter II:  Measuring and test 
conditions 

IEC 60695-1 1 -5,  Fire hazard testing – Part 11 -5:  Test flames – Needle-flame test method – 
Apparatus,  confirmatory test arrangement and guidance  

I EC 60749-28 1  ,  Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 28:  
Electrostatic discharge (ESD)  sensitivity testing direct contact charged device model (DC-
CDM)  

I EC 61 000-4-2 ,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-2:  Testing and measurement 
techniques – Electrostatic discharge immunity test 

I EC 61 340-3-1 ,  Electrostatics – Part 3-1 :  Methods for simulation of electrostatic effects – 
Human body model (HBM)  electrostatic discharge test waveforms 

I EC 61 340-3-2 ,  Electrostatics – Part 3-2:  Methods for simulation of electrostatic effects – 
Machine model (MM)  electrostatic discharge test waveforms 

I EC 80000  (a l l  parts) ,  Quantities and units 

I SO  80000  (al l  parts) ,  Quantities and units 

_____________ 

1   To  be  publ i shed .  
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3 Terms,  defin i tions,  uni ts  and  symbols  

3. 1  Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fo l l owing  terms  and  defin i tions  apply.  

3. 1 . 1  General  terms  

3. 1 . 1 . 1   
su rface acoustic  wave  
SAW 
acoustic  wave,  propagating  a long  a  surface  of an  e lastic  materia l ,  whose  ampl i tude  decays  
exponen tia l l y wi th  the  depth  

3. 1 . 1 .2   
su rface acoustic  wave fi l ter 
SAW fi l ter 
fi l ter characterized  by one  or more  surface  acoustic wave transm ission  l i ne  or resonant  
e lements,  where  the  surface  acoustic wave is  usual l y generated  by an  i n terd ig i ta l  transducer 
and  propagates  a long  a  materia l  surface  

3. 1 . 1 .3   
power flow vector 
vector,  analogous  to  a  Poynting  vector,  characterizing  energy propagation  caused  by a  
surface  acoustic wave  

3. 1 . 1 .4   
propagation  vector 
vector characterizing  the  phase  progress ion  of a  wave  

3. 1 . 1 .5   
power flow ang le  
ang le  between  the  d i rection  of the  power fl ow vector and  the  d i rection  of the  propagation  
vector 

3. 1 . 1 .6   
SAW beam  steering  
SAW propagation  phenomenon  i n  an isotropic materia ls  described  by an  ang le  of powerflow 
wh ich  i s  not  zero  

3. 1 . 1 .7   
SAW d i ffraction  
phenomenon,  analogous  to  d i ffraction  of l i ght  from  a  source  of fin i te  aperture,  wh ich  causes  
SAW beam  spread ing  and  wave-fron t d istortion  

3. 1 . 1 .8   
SAW coupl ing  coefficient 
2
sk  

e lectromechan ical  coupl i ng  coefficien t defi ned  as  fol l ows:  

s

s2
s 2

ν
ν∆

=k  

where  

vs   i s  the  SAW propagation  veloci ty on  the  free  surface;  

∆vs   i s  the  change  of SAW veloci ty due  to  short-ci rcu i ti ng  the  surface  potential ;  
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∆vs/vs   i s  the  re lative  veloci ty change  produced  by short-ci rcu i ting  the  surface  poten tia l  from  
the  open-circu i t  cond i tion  

3. 1 . 1 .9   
in terdig i tal  transducer 
IDT 
SAW transducer made  of two comb-l ike  conductive  structures  deposi ted  on  a  p iezoelectric  
substrate  transform ing  electrical  energy i n to  acoustic  energy or vice  versa  

3. 1 . 1 . 1 0   
un id irectional  in terd ig i tal  transducer 
UDT 
transducer capable  of rad iati ng  and  receiving  surface  acoustic waves  i n  or from  a  s i ng le  
d i rection  

3. 1 . 1 . 1 1   
mu l tiphase  transducer 
i n terd ig i ta l  transducer having  more  than  two  i npu ts  wh ich  are  d riven  i n  d i fferen t phases  

Note  1  to  en try:  Usual l y used  as  a  un i d i rectional  transducer.  

3. 1 . 1 . 1 2   
finger 
element of the  IDT comb e lectrode  

3. 1 . 1 . 1 3   
sol id  finger 
finger formed  of one  element  wi th  a  period  of a  ha l f wavelength  along  the  propagation  
d i rection  

3. 1 . 1 . 1 4   
spl i t  finger 
finger formed  of more  than  one  e lement,  so  as  to  produce an ti reflection  properties  i n  a  
surface  acoustic wave fi l ter 

3. 1 . 1 . 1 5   
dummy finger 
passive  finger wh ich  may be  i ncluded  in  order to  suppress  wave-fron t d istortion  

3. 1 . 1 . 1 6   
bus  bar 
common  electrode  wh ich  connects  i nd ividual  fi ngers  together and  a lso  connects  the  fi l ter to  
an  external  ci rcu i t  

3. 1 . 1 . 1 7   
weighted-response  transducer 
transducer i n tended  to  produce a  speci fi ed  impu lse  response by design  of the  structure  

Note  1  to  en try:  See  3 . 1 . 1 . 1 8  to  3 . 1 . 1 . 23.  

3. 1 . 1 . 1 8   
finger overlap  or source strength  
l ength  of a  finger pai r between  wh ich  on l y e lectromechan ical  i n teraction  i s  generated  

3. 1 . 1 . 1 9   
apod ization  
weigh ting  produced  by the  change of fi nger overlap  over the  l eng th  of the  I DT  
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3. 1 . 1 .20   
wi thdrawal  weighting  
weigh ting  by removal  of fi ngers  or sources  

3. 1 . 1 .21   
capaci tive  weighting  
weigh ting  by change  of capaci tance  between  electrodes  

3. 1 . 1 .22   
series  weighting  
weigh ting  by separation  of a  fi nger i n to  i nd ividual  e l ements  having  capaci ti ve  coupl ing  
between  them  

Note  1  to  en try:  The  e l ements  may be  separated  from  the  bus  bar.  

3. 1 . 1 .23   
phase weighting  
weigh ting  by change  in  period  of fi nger arrangement i ns ide  the  IDT  

3. 1 . 1 .24   
aperture  
normal ized  beamwidth  of the  SAW generated  at the  centre  frequency and  normal i zed  to  the 
correspond ing  wavelength  

3. 1 . 1 .25   
mu l tistrip  coupler 
MSC 
array of add i ti onal  metal  strips  deposi ted  on  a  p iezoelectric  substrate  i n  a  d i rection  transverse  
to  the  propagation  d i rection ,  wh ich  transfers  acoustic power from  one  acoustic  track to  an  
ad j acent track 

3. 1 . 1 .26   
reflector 
SAW reflecting  component wh ich  normal l y makes  use  of the  period ic d iscontinu i ty provided  by 
a  metal  s trip  array or a  grooved  array 

3. 1 . 1 .27   
spurious  reflection  
unwanted  s ignal  caused  by reflection  of SAW or bu lk waves  from  substrate  edges  or 
e lectrodes  

3. 1 . 1 .28   
triple  transi t  echo  
TTE 
unwanted  s ignals  i n  a  SAW fi l ter wh ich  have  traversed  three  times  the  propagation  path  
between  input and  output IDTs  caused  by reflections  from  ou tput  and  i npu t transducers  

3. 1 . 1 .29   
bu lk wave  signal  
unwanted  s i gnal  caused  by bu lk  wave exci tation  and  detected  at the  fi l ter ou tpu t  

3. 1 . 1 .30   
feed  through  s ignal  
signal  of electromagnetic  in terference  
unwanted  s i gnal  from  the  input  appearing  at the  fi l ter ou tpu t due  to  stray capaci tances  and  
other e lectromagnetic  coupl i ngs  
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3. 1 . 1 .31   
suppression  corrugation  
grooves  i n  the  non-active  s i de  of a  substrate  for suppressing  bu lk  wave  s i gnals  

3. 1 . 1 .32   
acoustic absorber 
materia l  wi th  h igh  acoustic  l oss  p laced  on  any part  of the  substrate  for acoustic  absorption  
purposes  

3. 1 . 1 .33   
sh ield ing  electrode  
electrode  i n tended  for the  reduction  of e lectromagnetic  in terference s i gnals  

3. 1 . 1 .34   
in terdig i tated  i n terd ig i tal  transducer 
I IDT  
SAW transducer made  of a  combination  of th ree  or more  i n terd ig i ta l  transducers  

Note  1  to  en try:  Same as  a  muti - I DT i n  the  I EC 60862  series  ,  I I DT(or mu l ti - I DT)  resonator fi l ter i s  used  to  refer to  
SAW resonator fi l ters  composed  of a  n umber of I DTs  for i npu t  and  ou tpu t i n  a  l i ne  a l ternate ly wi th  g rati ng  refl ectors  
at  both  ends.  

3. 1 .2  Response characteristics  related  terms  

3. 1 . 2 .1   
nominal  frequency 
frequency g i ven  by the  manufacturer or the  speci fi cation  to  i den ti fy the  fi l ter  

3. 1 .2 .2   
centre  frequency 
ari thmetic mean  of the  cu t-off frequencies  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .3   
reference  frequency 
frequency defined  by the  speci fication  to  wh ich  other frequencies  may be  referred  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .4   
cut-off frequency 
frequency of the  pass  band  at  wh ich  the  re lati ve  attenuation  reaches  a  speci fi ed  va lue  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .5   
total  power loss  
l ogari thm ic ratio  of the  avai lable  power at  the  g i ven  source  to  the  power that the  SAW fi l ter 
de l i vers  to  a  l oad  impedance  under speci fied  operati ng  cond i ti ons  

3. 1 .2 .6   
insertion  attenuation  
l ogari thm ic ratio  of the  power de l i vered  d i rectl y to  the  load  impedance  before  i nsertion  of the  
fi l ter to  the  power del i vered  to  the  load  impedance  after i nsertion  of the  fi l ter 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 1 3  – 

 

3. 1 .2 .7   
nominal  insertion  attenuation  
i nsertion  attenuation  at  a  speci fi ed  reference frequency 

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .8   
relative attenuation  
d i fference  between  the  attenuation  at a  g i ven  frequency and  the  attenuation  at the  reference  
frequency 

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .9   
pass  band  
band  of frequencies  i n  wh ich  the  re lati ve  attenuation  i s  equal  to  or l ess  than  a  speci fi ed  va lue  

3. 1 .2 .1 0   
pass  bandwidth  
separation  of frequencies  between  wh ich  the  re lati ve  attenuation  is  equal  to  or l ess  than  a  
speci fied  value  

3. 1 .2 .1 1   
pass  band  ripple  
maximum  variation  i n  attenuation  characteristi cs  wi th in  a  speci fi ed  pass  band  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .1 2   
TTE  ripple  
maximum  variation  i n  attenuation  characteristi cs  caused  by TTE  wi th in  a  speci fied  pass  band  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .1 3   
min imum insertion  attenuation  
min imum  value  of insertion  attenuation  i n  the  pass  band  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .1 4   
maximum  insertion  attenuation  
maximum  value  of i nsertion  attenuation  i n  the  pass  band  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .1 5   
stop  band  
band  of frequencies  i n  wh ich  the  re lati ve  attenuation  i s  equal  to  or greater than  a  speci fi ed  
va lue  

3. 1 .2 .1 6   
stop  bandwidth  
separation  of frequencies  between  wh ich  the  re lati ve  attenuation  is  equal  to  or g reater than  a  
speci fied  value  

3. 1 .2 .1 7   
stop  band  rejection  
min imum  relati ve  attenuation  at  a  speci fied  stop  band  
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3. 1 .2 . 1 8   
shape factor 
ratio  of the  two  bandwid ths  at  speci fi ed  va lues  of re lati ve  attenuation  

3. 1 .2 . 1 9   
group delay 
time equal  to  the  fi rst  derivati ve  of the  phase  sh i ft,  i n  rad ians,  wi th  respect to  the  angu lar 
frequency 

3. 1 .2 .20   
nominal  group  delay 
group delay at a  speci fied  reference  frequency 

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .21   
group delay d istortion  
d i fference  between  the  l owest  value  and  h ighest  value  of g roup delay i n  a  speci fied  frequency 
band  

SEE:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .22   
trap  frequency 
speci fied  frequency at wh ich  the  re lative  attenuation  i s  equal  to  or g reater than  a  speci fi ed  
value  

3. 1 .2 .23   
trap  attenuation  
relati ve  attenuation  at a  speci fied  trap  frequency 

3. 1 .2 .24   
transi tion  band  
band  of frequencies  between  the  cu t-off frequency and  the  nearest poin t of the  ad j acen t stop  
band  

3. 1 .2 .25   
reflectivi ty 
d imension less  measure  of the  degree  of m ismatch  between  two  impedances  Za  and  Zb :  

ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
,  

where  Za  and  Zb  represent,  respective l y,  the  i npu t and  source  impedance  or the  ou tput  and  
l oad  impedance  

Note  1  to  en try:  The  absolu te  val ue  of refl ecti vi ty i s  cal l ed  the  refl ection  coeffi ci en t.  

3. 1 .2 .26   
return  attenuation  
value  of the  reflection  coefficient g i ven  by the  s i gn  changed  expression  i n  decibels :  

dBlog20–
ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
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3. 1 .2 .27   
reflected  wave  s ignal  suppression  
re lati ve  attenuation  of unwanted  s ignals  caused  by reflection  of SAW or bu lk  waves  from  
substrate  edges  or e lectrodes  wi th in  a  speci fied  time window 

3. 1 .2 .28   
feedthrough  signal  suppression  
re lati ve  attenuation  wh i ch  impl ies  the  suppression  of d i rectl y coupled  s ignals  by the  
e lectromagnetic  and  e lectrostatic coupl i ng  between  the  i npu t and  ou tpu t e l ectrodes  

3. 1 .2 .29   
unwanted  response  
response other than  that  associated  wi th  the  mode  of vibration  i n tended  for the  appl ication  

3. 1 .2 .30   
input  l evel  
power,  vo l tage  or current  va lue  appl ied  to  the  i npu t term inal  of a  fi l ter  

3. 1 .2 .31   
output  l evel  
power,  vo l tage  or current  va lue  del i vered  to  the  l oad  ci rcu i t  

3. 1 .2 .32   
nominal  level  
power,  vo l tage  or current va lue  at  wh ich  the  performance measurement i s  speci fied  

3. 1 .2 .33   
input  impedance  
impedance  presented  by the  fi l ter to  the  s i gnal  source  when  the  ou tput i s  term inated  by a  
speci fied  l oad  impedance  

3. 1 .2 .34   
output  impedance  
impedance  presented  by the  fi l ter to  the  l oad  when  the  input i s  term inated  by a  speci fied  
source  impedance  

3. 1 .2 .35   
terminating  impedance  
impedance  presented  to  the  fi l ter by the  source  or by the  l oad  

3. 1 .2 .36   
balanced  input/output 
fi l ter i npu t/ou tpu t between  two  term inals  having  equal  ampl i tudes  and  1 80  degree  d i fferen t  
phases  

3. 1 .2 .37   
avai lable  power 
maximum  power obtainable  from  a  g i ven  source  by su i table  ad j ustment of the  load  impedance  

3. 1 .2 .38   
operating  temperature  range  
range  of temperatures,  over wh ich  the  SAW fi l ter wi l l  function  wh i l e  main tain ing  i ts  speci fi ed  
characteristics  wi th in  speci fi ed  to lerances  
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3. 1 .2 .39   
operable  temperature range  
range  of temperatures  over wh ich  the  SAW fi l ter con tinues  to  provide  i ts  speci fi ed  response  
characteristics,  though  not  necessari l y wi th in  the  speci fied  tolerances  

3. 1 .2 .40   
storage  temperature  range  
min imum  and  maximum  temperatures  as  measured  on  the  enclosure,  at  wh ich  the  SAW fi l ter 
may be  stored  wi thout deteriorati on  or damage  to  i ts  performance  

3. 1 .2 .41   
rol l -off rate  
i ndex describ ing  the  rise-up  characteristics  for d i g i ta l  communication  SAW rol l -off fi l ters  

Note  1  to  en try:  I t  i s  a  rati o  of the  transi ti on  band  to  the  i deal  cu t-off frequency,  wh ich  i s  equal  to  a  ha l f of the  
sampl i ng  frequency i n  the  case  of cos ine  rol l -off frequency characteri sti cs .  

3. 1 .2 .42   
in termodu lation  d istortion  
IMD  
non- l i near d istortion  of a  device  response characterized  by the  appearance of frequencies  at  
the  ou tput  wh ich  i s  equal  to  the  d i fferences  (or sums)  of i n tegral  mu l ti p les  of the  two  or more  
component frequencies  presen t at  the  i npu t  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 .3  SAW fi l ter related  terms  

3. 1 . 3. 1   
transversal  fi l ter 
fi l ter cons isting  of i nput  and  ou tpu t i n terd ig i ta l  transducers  on  a  p iezoelectri c substrate  

Note  1  to  en try:  The  impu lse  response  of a  transversal  fi l ter i s  g i ven  by the  convolu ti on  of the  impu lse  response  
of the  i npu t  I DT and  the  impu lse  response  of the  ou tpu t  I DT.  The  frequency response  i s  g i ven  by the  Fou rier 
transform  of the  impu lse  response.  

3. 1 .3.2   
frequency symmetrical  fi l ter 
fi l ter having  a  symmetrical  frequency characteristi c i n  re lation  to  the  reference  frequency 

3. 1 .3.3   
frequency asymmetrical  fi l ter 
fi l ter having  a  speci fied  asymmetrical  pass-band  or stop-band  characteristic i n  re lation  to  the  
reference  frequency 

3. 1 .3.4   
d ispersive fi l ter 
fi l ter des igned  so  as  to  have  group  delay wh ich  is  a  function  of frequency,  usual l y by varying  
the  finger period ici ty 

3. 1 .3 .5   
comb fi l ter 
fi l ter having  two  or more  pass  bands  between  three  or more  stop  bands  

3. 1 .3 .6   
tapered  IDT fi l ter 
broad-band  SAW fi l ter us ing  a  fan-shaped  I DT cal l ed  “tapered  IDT”  or “s l anted  fi nger IDT”,  i n  
wh ich  e lectrode  p i tch  i s  varied  perpend icu lar to  the  propagation  d i rection  
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3. 1 .3.7   
reflector fi l ter 
SAW fi l ter u ti l i zi ng  the  frequency characteristics  of grati ng  reflectors  

Note  1  to  en try:  Various  confi gurations  are  i n  practi cal  use.  

3. 1 .3.8   
s ing le-phase  un id irectional  transducer fi l ter 
SPUDT fi l ter 
SAW fi l ter composed  of s i ng le-phase  un id i rectional  transducers  (SPUDTs)  u ti l i zing  i n ternal  
refl ections  wi th in  the  transducer to  ach ieve  un id i rectional  behavior 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 .3.9   
resonant SPUDT fi l ter 
RSPUDT fi l ter 
SAW fi l ter us ing  i n ternal  refl ection  i ns ide  SPUDT and  mu l ti -reflection  between  i npu t and  
ou tpu t SPUDTs 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 .3. 1 0   
resonator fi l ter 
fi l ter in  wh ich  two or more  SAW resonators  are  i ncorporated  

3. 1 .3. 1 1   
coupled  resonator fi l ter 
band-pass  fi l ter ach ieved  by an  acoustic coupl i ng  between  the  i den tica l  resonators  

Note  1  to  en try:  There  are  two types  of SAW fi l ters  cal l ed  a  transversel y coupl ed  type  and  a  l ong i tud i nal l y  
coupled  type.  

3. 1 .3. 1 2   
l adder fi l ter 
fi l ter having  a  cascade or tandem  connection  of a l ternating  seri es  and  shunt  SAW resonators  

3. 1 .3. 1 3   
l attice  fi l ter 
fi l ter having  at  l east  four SAW resonators  connected  i n  series  to  form  a  mesh,  two  non -
ad j acent  j unction  poin ts  be ing  used  as  i npu t term inals  and  the  remain ing  two  j unction  poin ts  
used  as  ou tput  term inals  (bridge  ci rcu i t)  

Note  1  to  en try:  Preferably,  i t  can  be  used  for bal anced  ci rcu i ts .  
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Figure 1  – Frequency response of a  SAW fi l ter 

3. 2  Un i ts  and  symbols  

Un i ts,  g raph ical  symbols ,  l etter symbols  and  term inology shal l ,  wherever poss ib le,  be  taken  
from  the  fol lowing  I n ternational  Standards:  

–  I EC 60027;  

–  I EC  60050-561 ;  

–  I EC  6061 7;  

–  I EC  60642;  

–  I EC  601 22-1 ;  

–  I EC 80000.  

–  I SO  80000.  

4 Order of precedence of documents  

Where any d iscrepancies  occur for any reason ,  documents  shal l  rank i n  the  fol l owing  order of 
precedence:  

– the  detai l  speci fication ;  

– the  sectional  speci fication ;  

– the  generic speci fication ;  

– any other i n ternational  documents  (for example,  of the  I EC)  to  wh ich  reference  is  made.  

The  same order of precedence  shal l  appl y to  equ ivalent national  documents.  
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5 Preferred  values  for ratings  and  characteristics  

5.1  General  

Values  shou ld  be  chosen  from  5. 2  to  5. 1 0  un less  otherwise  s tated  in  the  detai l  speci fication .  

5.2  Nominal  frequencies  

5.2. 1  Nominal  frequency bands  for use in  RF  appl ications  

1 50  MHz 

280  MHz 

300  MHz 

400  MHz 

455  MHz 

465  MHz 

700  MHz 

800  MHz 

900  MHz 

1  500  MHz 

1  900  MHz 

2  400  MHz 

5.2.2  Nominal  frequency bands  for use in  IF  appl ications  

1 0, 7  MHz 

21 , 4  MHz 

30  MHz 

60  MHz 

70  MHz 

1 1 5  MHz 

1 20  MHz 

1 30  MHz 

1 40  MHz 

1 60  MHz 

250  MHz 

400  MHz 

5.2.3  Nominal  frequency values  for use  in  broadcasting  IF  appl ications  

32, 7  MHz 

36, 1 875 MHz 

37, 0  MHz 

38, 0  MHz 

38, 9  MHz 

39, 5  MHz 

45, 75  MHz 

58, 75  MHz 

402,78  MHz 
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479, 5  MHz 

5.3  Relative  attenuation  values  specifying  pass  bandwidth  for IF  appl ications  

1  dB  

3  dB  

5  dB  

6  dB  

5.4  TTE signal  suppression  

30  dB  

35  dB  

40  dB  

45  dB  

5.5  Operating  temperature  ranges,  in  degrees  Celsius  ( °C)  

−45  to  +1 25  

−40  to  +85  

−30  to  +85  

−20  to  +75  

−20  to  +70  

−1 0  to  +60  

0  to  +60  

Other temperature  ranges  may be  used  but  the  l owest temperature  shou ld  be  not lower than  
−60  °C  and  the  h i ghest temperature  shou ld  not exceed  1 25  °C.  

5.6  Cl imatic category 

•  40/085/56  (cl imatic categories  are  g i ven  i n  accordance  wi th  Annex A of I EC 60068-1 : 201 3) :  
for meta l ,  g lass  and  ceram ic enclosures.  

For requ i rements  where  the  operating  temperature  range  of the  SAW fi l ter i s  greater than   

−40  °C  to  +85  °C,  a  cl imatic category cons istent wi th  the  operating  temperature  range  
shal l  be  speci fi ed .  

•  20/085/21  (cl imatic categories  are  g iven  i n  accordance wi th  Annex A of I EC 60068-1 : 201 3):  
for p l astic  packages.  

5.7  Bump severi ty 

(4  000  ±  1 0)  bumps  at  400  m /s2  peak acceleration  i n  each  d i rection  a long  three  mutual l y 
perpend icu lar axes  (see  8. 6. 6) .  

Pu lse  duration :  6  ms.  
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5.8  Vibration  severi ty 

a)   S inusoidal   

1 0  Hz to  55  Hz 

0, 75  mm  d isplacement ampl i tude  

(peak value)  

 

55  Hz to  500  Hz or 55  Hz to  2  000  Hz  

1 00  m /s2  acceleration  ampl i tude  

(peak va lue)  

30  m in  i n  each  of three  

mutual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/m in  (see  8 . 6  7)  

     or  

1 0  Hz to  55  Hz 

1 , 5  mm  d isplacement ampl i tude  

(peak value)  

 

55  Hz to  2  000  Hz  

200  m /s2  acceleration  ampl i tude  

(peak va lue)  

30  m in  i n  each  of three  

mutual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/m in  (see  8 . 6 . 7)  

  

b)   Random   

(1 9, 2  m /s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz  

62  m /s2  acceleration  

30  m in  i n  each  of three  

mutual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/m in  (see  8 . 6 . 7)  

     or  

(1 9 , 2  m /s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz  

1 96  m /s2  acceleration  

30  m in  i n  each  of three  

mutual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/m in  (see  8 . 6 . 7)  

    or  

(48  m /s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz 

31 4  m /s2  acceleration  

30  m in  i n  each  of three  

mutual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/m in  (see  8 . 6 . 7)  

 

5.9  Shock severi ty  

1  000  m /s2  peak acceleration  for 6  ms  duration ;  th ree  shocks  in  each  d i rection  a long  three  
mutual l y perpend icu lar axes  (see  8 . 6 . 8)  ha l f s i ne  pu lse,  un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  
speci fication .  

5. 1 0  Fine leak rate  

1 0−1  Pa  cm3/s  ( 1 0−6  bar cm 3/s)  

1 0−3  Pa  cm3/s  ( 1 0−8  bar cm 3/s)  
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6 Marking   

6.1  Fi l ter marking   

Surface  acoustic  wave  fi l ters  shal l  be  cl earl y and  durabl y marked  (see  8. 6. 1 8)  a long  wi th  
i tems  a)  to  g )  i n  the  order g iven  be low and ,  i f poss ib le ,  wi th  as  many of the  remain ing  i tems  as  
cons idered  necessary:  

a)  type  des ignation  as  defined  in  the  deta i l  speci fication ;  

b)  nom inal  frequency i n  ki l ohertz (kHz)  or megahertz (MHz);  

c)  year and  week of manufacture;  

d )  mark of conform ity (un less  a  certi ficate  of conform ity i s  used) ;  

e)  factory i denti fication  code;  

f)  manufacturer’s  name or trade  mark;  

g )  term inal  i den ti fication  ( i f appl icable);  

h )  designation  of e lectrical  connections  ( i f appl icable);  

i )  seria l  number ( i f appl icable);  

j )  surface  mounted  device  classi fication  ( i f appl icable).  

Where  the  avai lable  surface  area  of m in iature  SAW fi l ters  imposes  practical  l im i ts  on  the  
amount of marking ,  i nstructions  on  the  marking  to  be  appl i ed  shal l  be  g iven  i n  the  detai l  
speci fication .  

6.2  Package marking  

The primary packag ing  con tain ing  the  SAW fi l ters  shal l  be  cl earl y marked  wi th  the  i n formation  
l i sted  i n  6. 1 ,  except i tem  g),  and  e lectrostatic  sens i ti ve  device  identi fication  where  necessary.  

7 Qual i ty assessment procedures  

7. 1  General  

Two methods  are  avai l able  for the  approval  of SAW fi l ters  of assessed  qual i ty:  capabi l i ty  
approval  and  qual i fication  approval .  

7.2  Primary stage of manufacture  

The primary stage  of manufacture  for a  SAW fi l ter i s  the  final  surface  clean ing  of substrates.  

7.3  Structural ly s im i lar components  

The grouping  of structu ral l y s im i l ar SAW fi l ters  for the  purpose  of qual i fication  approval ,  
capabi l i ty approval  and  qual i ty conformance i nspection  shal l  be  prescribed  in  the  re levant  
sectional  speci fication .  

7.4  Subcontracting  

These  procedures  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty assessment system .  

However,  the  fina l  surface  clean ing  of the  substrate  and  al l  subsequent  processes  shal l  be  
carried  ou t by the  manufacturer to  whom  approval  has  been  granted .  
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7.5  Incorporated  components  

Where the  fi nal  component con tains  components  of a  type  covered  by a  generic speci fi cation  
i n  the  I EC  series,  these  shal l  be  produced  us ing  the  normal  I EC  release  procedures.  

7.6  Manufacturer’s  approval  

To obtain  the  manufactu rer’s  approval ,  the  manu facturer shal l  meet the  requ i rements  of the  
speci fied  qual i ty assessment system .  

7.7  Approval  procedures  

7.7. 1  General  

To qual i fy a  SAW fi l ter,  e i ther capabi l i ty approval  or qua l i fication  approval  procedures  may be  
used .  These  procedures  conform  to  those  stated  i n  the  speci fied  qual i ty assessment system .  

7.7.2  Capabi l i ty approval  

Capabi l i ty approval  i s  appropriate  when  s tructura l l y s im i lar SAW fi l ters  based  on  common  
des ign  ru les  are  fabricated  by a  group  of common  processes.  

Under capabi l i ty approval ,  deta i l  speci fications  fa l l  i n to  the  fol l owing  three  categories:  

a)  Capabi l i ty qual i fying  components  (CQCs)  

A deta i l  speci fication  shal l  be  prepared  for each  CQC.  I t  sha l l  i den ti fy the  purpose  of the  
CQC and  i nclude  a l l  re levant s tress  l evels  and  test l im i ts.  

b)  Standard  catalogue  i tems  

When  a  component covered  by the  capabi l i ty approval  procedure  is  i n tended  to  be  offered  
as  a  standard  catalogue  i tem ,  a  detai l  speci fi cation  complying  wi th  the  b lank detai l  
speci fication  shal l  be  wri tten .  

c)  Custom  bu i l t  SAW fi l ters  

The  con ten t of the  detai l  speci fication  shal l  be  by ag reement between  the  manufacturer 
and  the  customer in  accordance wi th  the  speci fi ed  qual i ty assessment system .  

Further i n formation  on  detai l  speci fications  i s  con ta ined  i n  the  sectional  speci fication .  

The  product and  capabi l i ty qual i fying  componen ts  (CQCs)  are  tested  i n  combination  and  
approval  g i ven  to  a  manufacturi ng  faci l i ty on  the  bas is  of va l i dated  des ign  ru les ,  processes  
and  qual i ty control  procedures.  Further i n formation  is  g i ven  in  7 . 8  and  in  the  sectional  
speci fication .  

7.7.3  Qual i fication  approval  

Qual i fication  approval  i s  appropriate  for components  manufactured  to  a  standard  design  and  
establ ished  production  process  and  conform ing  to  a  publ ished  detai l  speci fi cation .  

The  programme of tests  defined  i n  the  detai l  speci fication  for the  appropriate  assessment and  
severi ty l evel  appl i es  d i rectl y to  the  SAW fi l ter to  be  qual i fied ,  as  prescribed  in  7 . 9  and  the  
sectional  speci fication .  

7.8  Procedures  for capabi l i ty approval  

7.8. 1  General  

The  procedures  for capabi l i ty approval  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  speci fi ed  qual i ty 
assessment system .  
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7.8.2  El ig ibi l i ty for capabi l i ty approval  

The manufacturer shal l  comply wi th  the  requ irements  of the  speci fi ed  qual i ty assessment 
system  and  the  primary s tage  of manufacture  as  defined  i n  7 . 2 .  

7.8.3  Appl ication  for capabi l i ty approval  

I n  order to  obtain  capabi l i ty approval ,  the  manufacturer shal l  appl y the  ru les  of procedure  
g iven  i n  the  speci fi ed  qual i ty assessment system .  

7.8.4  Granting  of capabi l i ty approval  

Capabi l i ty approval  shal l  be  g ranted  when  the  procedures  in  accordance wi th  the  speci fi ed  
qual i ty assessment system  have  been  successfu l l y completed .  

7.8.5  Capabi l i ty manual  

The con ten ts  of the  description  of capabi l i ty manual  shal l  be  i n  accordance wi th  the  
requ i rements  of the  sectional  speci fication .  

The  capabi l i ty manual  shal l  be  treated  as  a  confiden tia l  document.  The  manufacturer may,  i f 
he  so  wishes,  d isclose  part  or a l l  of i t  to  a  th i rd  party.  

7.9  Procedures  for qual i fication  approval  

7. 9. 1  General  

The procedures  for qual i fication  approval  shal l  be  i n  accordance wi th  the  speci fi ed  qual i ty 
assessment system .  

7.9.2  El ig ibi l i ty for qual i fication  approval  

The manufacturer shal l  comply wi th  the  requ irements  of the  speci fi ed  qual i ty assessment 
system  and  the  primary stage  of manufacture  as  defined  i n  7 . 2 .  

7.9.3  Appl ication  for qual i fication  approval  

I n  order to  obta in  qual i fi cation  approval ,  the  manufacturer shal l  appl y the  ru les  of procedure  
g i ven  i n  the  speci fied  qual i ty assessment system .  

7.9.4  Granting  of qual i fication  approval  

Qual i fication  approval  shal l  be  gran ted  when  the  procedures  in  accordance wi th  the  speci fied  
qual i ty assessment system  have  been  successfu l l y completed .  

7.9.5  Qual i ty conformance  i nspection  

The  b lank detai l  speci fication  associated  wi th  the  sectional  speci fication  shal l  prescribe  the  
test schedu le  for qual i ty conformance  inspection .  

7. 1 0  Test procedures  

The  test procedures  to  be  used  shal l  be  selected  from  Clause  8.  I f any requ ired  test i s  not 
i ncl uded  then  i t  shal l  be  defined  i n  the  detai l  speci fication .  

7. 1 1  Screen ing  requ irements  

Where  screen ing  is  requ ired  by the  customer for SAW fi l ters,  th is  shal l  be  speci fied  i n  the  
detai l  speci fication .  
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7. 1 2  Rework and  repair work 

7. 1 2. 1  Rework 

Rework i s  the  recti fication  of process ing  errors  and  shal l  not be  carried  ou t.  

7. 1 2.2  Repair work 

Repair work i s  the  correction  of defects  i n  a  component after re lease  to  the  customer.  

Components  that have  been  repai red  can  no  longer be  considered  as  representati ve  of the  

manufacturer's  production  and  may not be  re leased  under the  speci fied  qual i ty assessment 
system .  

7. 1 3  Certi fied  records  of released  lots  

When  certi fied  records  of released  l ots  (CRRL)  are  prescribed  in  the  sectional  speci fication  

for qual i fication  approval  and  are  requested  by the  customer,  the  resu l ts  of the  speci fied  tests  

shal l  be  summarized .  

7. 1 4 Val id i ty of release  

SAW fi l ters  held  for a  period  exceed ing  two  years  fol l owing  acceptance i nspection  shal l  be  
re inspected  for the  e lectrica l  tests  detai led  i n  8 . 5 . 2  wi th  a  sample  tested  as  described  i n  
8. 5. 1 4,  prior to  re lease.  

7. 1 5  Release  for del ivery 

SAW fi l ters  shal l  be  re leased  in  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty assessment system .  

7. 1 6  Unchecked  parameters  

Only those  parameters  of a  component wh ich  have  been  speci fi ed  i n  a  detai l  speci fication  and  

which  were  subj ect to  testi ng  can  be  assumed  to  be  wi th in  the  speci fied  l im i ts.  I t  shou ld  not  

be  assumed  that any parameter not speci fied  wi l l  remain  unchanged  from  one  component to  
another.  Shou ld  i t  be  necessary for further parameters  to  be  control led ,  then  a  new,  more  

extensive,  detai l  speci fication  shou ld  be  used .  The  add i tional  test method(s)  shal l  be  fu l l y  

described  and  appropriate  l im i ts ,  acceptable  qual i ty l im i ts  (AQLs)  or defects  per m i l l i on  and  
i nspection  l evels  speci fied .  

8 Test and  measurement procedures  

8. 1  General  

The test and  measurement procedures  shal l  be  carried  ou t i n  accordance wi th  the  re levant  
detai l  speci fication .  

8.2  Test and  measurement cond itions  

8.2. 1  Standard  condi tions  for testing  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  a l l  tests  shal l  be  carried  ou t  under the  standard  atmospheric  

cond i ti ons  for testing  as  speci fied  i n  4 . 3  of I EC  60068-1 : 201 3:  

Temperature  1 5  °C  to  35  °C  

Relati ve  hum id i ty 45  %  to  75  %  

Air pressure  86  kPa  to  1 06  kPa  

 (860  mbar to  1  060  mbar)  
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I n  case  of d ispu te,  the  referee  cond i ti ons  are:  

Temperature  25  °C  ±  1  °C  

Relative  hum id i ty 48  %  to  52  %  

Ai r pressure  86  kPa  to  1 06  kPa  

 (860  mbar to  1  060  mbar)  

Before  measurements  are  made,  the  SAW fi l ter shal l  be  s tored  at  the  measuring  temperature  

for a  t ime su fficient to  a l l ow the  SAW fi l ter to  reach  thermal  equ i l ibrium .  Control l ed  recovery  

cond i ti ons  and  standard  cond i ti ons  for assisted  d rying  are  g iven  i n  4 . 4  of I EC  60068-1 : 201 3.  

The  ambien t temperature  during  the  measurements  shal l  be  recorded  and  stated  i n  the  test 
report.  

8.2.2  Precis ion  of measurement  

The l im i ts  g iven  i n  deta i l  speci fications  are  true  va lues.  Measurement i naccuracies  shal l  be  

taken  i n to  account  when  evaluating  the  resu l ts.  Precautions  shal l  be  taken  to  reduce  

measurement errors  to  a  m in imum .  

8.2.3  Precautions  

8.2.3. 1  Measurements  

The measurement ci rcu i ts  shown  for speci fi ed  e lectrical  tests  are  the  preferred  ci rcu i ts .  Due  

al l owance shal l  be  made  for any l oad ing  effects  i n  cases  where  the  measuring  apparatus  

modi fies  the  characteristi cs  being  exam ined .  

8.2.3.2  Electrostatic sensi tive  devices  

Where the  componen t i s  i den ti fied  as  e lectrostatic sens i ti ve,  precautions  shal l  be  taken  to  
prevent damage  from  static  charge  before,  d uring  and  after test  (see  I EC  61 000-4-2) .  

8.2.4  Al ternative  test  methods  

Measurements  shal l  preferabl y be  carried  ou t us ing  the  methods  speci fied .  Any other method  

g iving  equ iva len t resu l ts  may be  used  except i n  case  of d ispu te.  

NOTE  By “equ i valen t”  i s  meant  that  the  val ue  of the  characteri sti c  establ i shed  by such  other method  fal l s  wi th i n  

the  speci fi ed  l im i ts  when  measured  by the  speci fi ed  method .  

8.3  Visual  inspection  

8.3. 1  General  

Un less  otherwise  speci fied ,  external  visual  exam ination  shal l  be  performed  under normal  

factory l i gh ti ng  and  visual  cond i tions.  

8.3.2  Visual  test A 

The SAW fi l ter shal l  be  visual l y exam ined  to  ensure  that the  cond i tion ,  workmansh ip  and  
fin ish  are  satisfactory.  The  marking  shal l  be  leg ible.  

8.3.3  Visual  test B  

The SAW fi l ter sha l l  be  visual l y exam ined  under 1 0×  magn i fication .  There  shal l  be  no  cracks  
i n  the  g lass  or damage  to  the  term inations.  M inu te  flaking  around  the  further edge  of a  
men iscus  shal l  not be  cons idered  a  crack.  
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8.3.4  Visual  test C  

The SAW fi l ter shal l  be  visual l y exam ined .  There  shal l  be  no  corros ion  or other deterioration  
l i kel y to  impair satisfactory operation .  The  marking  shal l  be  l eg ib le.  

8.4  Dimensions  and  gaug ing  procedures  

8.4. 1  Dimensions  test A 

The d imensions,  spacing  and  al i gnment of the  term inations  shal l  be  checked  and  shal l  comply 
wi th  the  speci fi ed  va lues.  

8.4.2  Dimensions  test B  

The d imensions  shal l  be  measured  and  shal l  comply wi th  the  speci fied  values.  

8.5  Electrical  test procedures  

8.5. 1  General  

The s implest and  most popu lar method  of testi ng  SAW fi l ters  is  to  use  a  network anal yzer or  
vector vol tmeter.  The  system  impedance of such  equ ipment i s  usual l y 50  Ω  or 75  Ω  and ,  
therefore,  the  term ination  cond i tion  between  the  fi l ter and  the  equ ipment has  to  be  considered .  

8.5.2  Insertion  attenuation  measurement  

8.5.2 . 1  Principle  of measurement 

The i nsertion  attenuation  i s  obtained  as  a  ratio  of the  s i gnal  l evel  measured  when  the  s i gnal  i s  
fed  through  a  stra igh t l i ne  to  that  when  i t  i s  fed  th rough  the  fi l ter and  tun ing  network.  

8.5.2 .2  Measurement ci rcu i t  

The measurement set-up  i s  shown  i n  F igure  2 .  An  RF  s i gnal  from  the  RF  ou tput Port 1  of a  
network anal yzer is  d i rectl y fed  to  Port 2  through  a  test  fixture,  and  a  vector ratio  of B/R is  
measured  for i nsertion  attenuation .  Al l  of those  connections  have  to  be  made wi th  RF  coaxia l  
cables,  the  nom inal  impedance of wh ich  shal l  be  exactl y equal  to  the  system  impedance.  

8.5.2 .3  Fi l ter test fixture  

Fi l ters  often  have  term inating  impedance  d i fferen t from  that of the  equ ipment system  
impedance.  Sometimes,  i t  i s  necessary for the  tun ing  networks  to  cancel  I DT capaci tance.  I n  
order to  express  the  measuring  cond i ti ons  clearl y,  i t  i s  conven ient  to  separate  the  term inating  
ci rcu i t  i n to  pure  res istive  and  pure  reactive  parts .  The  match ing  of the  pu re  reactive  parts  i s  
ach ieved  by means  of tun ing  networks.  The  res isti ve  part match ing  is  ach ieved  by us ing  an  
i deal  impedance  transformer.  

The  tun ing  networks  are  reactive  and  bu i l t  wi th  shun t and/or series  i nductance.  I n  practice,  an  
i deal  transformer for the  SAW frequency range  cannot be  rea l ised .  Thus,  π-  or T-resistor 
networks  or ampl i fi ers  are  used  as  the  impedance  transformer.  

The  test fixture  shal l  meet the  fol l owing  requ i rements :  

– the  fi l ter and  the  tun ing  networks  shal l  be  replaceable  by a  stra igh t-through  l i ne;  

– the  ou tput  of the  fixture  shal l  be  we l l -sh iel ded  from  the  i npu t.  
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NOTE  1  The  R channe l  i s  to  detect  source  power for the  reference.  The  A channel  i s  to  detect Port  2  power 
refl ected  from  the  i npu t  of the  fi l ter and  the  B  channel  i s  to  d etect  Port  2  power transm i tted  th rough  the  fi l ter.  

NOTE  2  A vector vol tmeter or other fi l ter test  equ i pment can  be  used  i nstead  of the  network anal yzer.  

Figure 2  – Insertion  attenuation ,  phase,  and  group delay measurement  

I n  order to  avoid  inaccurate  measurements  due  to  noise,  i t  i s  advisable  to  work at reasonabl y 
h igh  power  level  or i nsert ampl i fi ers  at the  ends  of the  test fixture  to  compensate  for the  fi l ter 
attenuation .  

8.5.2 .4  Measurement method  

Before  connecting  the  fi l ter test  fixture,  a  ca l ibration  of the  network anal yzer shal l  be  made  i n  
order to  el im inate  systematic error in  the  network anal yzer,  cable  and  connectors.  The  fu l l  
two-port ca l ibration  techn ique  may be  the  best method  to  compensate  for the  systematic  
errors  ( i . e.  presenting  open-circu i t impedance,  short-ci rcu i t  impedance  and  the  reference  
impedance,  normal l y 50  Ω ,  and  through  standards  at the  ends  of test cable  connectors  and  
storing  the  measured  va lues  for correction  of fi l ter impedance measurement) .  After ca l i bration ,  
connect the  fi l ter test  fixture  and  the  stra igh t-through  l i ne  between  two impedance  
transformers  at  the  p lace  i nd icated  as  pos i ti on  1  i n  F igure  2 .  The  read ing  of the  magn i tude  
i nd icator or on  the  d isplay of the  network anal yzer is  taken  as  the  measurement reference 
l evel .  D isconnect the  l i ne  and  i nsert the  fi l ter and  the  tun ing  network i n  posi tion  2  as  shown  i n  
F igure  2 .  The  re lative  attenuation  to  the  reference  l evel  i s  the  i nsertion  attenuation .  

8.5.2 .5  Calcu lation  of total  power loss  

The total  power l oss  of the  fi l ter coincides  wi th  the  i nsertion  attenuation ,  when  the  speci fi ed  
term inating  impedances  are  equal  to  each  other.  I f the  impedances  are  not equal ,  the  total  
power l oss  can  be  calcu lated  as:  

IEC 

Port 1  Port 2  

Transfer switch  

Source  

R  

Straight-through l ine  

1  1  

2  2  

Tuning network  

Filter under test  

Input 
transformer 

Output 
transformer 

Test 
cable  Test 

cable  

A B  
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where  

TPL  i s  the  tota l  power l oss  i n  decibels ;  

IA  i s  the  i nsertion  attenuation  i n  decibels;  

RS  i s  the  i npu t term inati ng  impedance  at  the  secondary port of the  inpu t impedance  
transformer;  

RL  i s  the  ou tpu t term inating  impedance  at the  primary port of the  ou tpu t  impedance  
transformer.  

When  cal ibration  is  made at  the  ends  of the  test fixture  at wh ich  the  fi l ter under test i s  p l aced  
using  i n -fixtu re  cal ibration  standards,  the  i nsertion  attenuation  can  be  measured  d i rectl y,  
wi thout  us ing  the  stra ight-th rough  l i ne.  The  values  of the  i n -fixture  cal i bration  s tandards  
shou ld  be  wel l -known  or accurate l y characterized .  

8.5.3  Phase  measurement 

8.5.3.1  Principle  of measurement 

The  phase  characteristics  can  be  obta ined  from  the  re lative  phase  sh i ft  before  i nsertion  of the  
fi l ter and  the  tun ing  network and  after i nsertion  of the  fi l ter and  tun ing  network,  replacing  the  
stra igh t-through  l i ne  i n  F i gure  2 .  The  l i ne  shal l  be  as  short  as  poss ib le .  

8.5.3.2  Measurement circu i t  

The measurement ci rcu i t  i s  the  same as  shown  i n  F igure  2 .  The  measurement equ ipment i s  
set  to  measure  phase.  The  e lectrica l  length  of the  reference  s i gnal  cable  shou ld  be  ad justed  
to  keep the  reference  phase  constan t i ndependent of the  measuring  frequency.  

8.5.3.3  Fi l ter test fi xture  

The test fixture  speci fied  i n  8. 5. 2 . 3  shal l  be  used .  

8.5.3.4  Measurement method  

Connect the  stra ight-through  l ine  between  the  impedance  transformers  at the  p lace  i nd icated  
as  pos i ti on  1  i n  F i gure  2 .  The  read ing  of the  network analyzer phase  i nd icator or the  graph ic  
d isplay corresponds  wi th  the  reference  phase.  I f the  l ength  of the  test cable  is  set properl y,  
the  phase  i s  a  constan t i ndependent of the  frequency.  

D isconnect the  l i ne  and  i nsert the  fi l ter in  the  tun ing  network i n  pos i ti on  2  shown  i n  F igure  2 .  

The  re lati ve  phase  sh i ft  to  the  reference phase  i s  the  i nsertion  phase  sh i ft.  

8.5.4  Group delay measurement  

8.5.4.1  Principle  of measurement 

Group  delay  tg  i s  ca lcu lated  from  the  fo l lowing  formu la:  

ω
ϕ

∂
∂

=gt  

where  

ϕ  i nd icates  the  phase  ( l ag)  of the  SAW fi l ter i n  rad ians,  and  
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ω   i s  the  angu lar frequency.  

I n  practice,  measurement tg  i s  determ ined  by measurement of the  phase  sh i ft ∆ϕ  between  two  
frequencies  wh ich  are  expressed  as  ω  ±  ∆ω /2  

ω
ϕ

∆
∆

=gt  

8.5.4.2  Measurement circu i t  

The  measurement ci rcu i t  i s  the  same as  that shown  i n  F igure  2 .  The  fi l ter test  equ ipment i s  
set  to  measure  group  delay.  

8.5.4.3  F i l ter test fi xture  

The  test fixture  prescribed  i n  8. 5 . 2 . 3  shal l  be  used .  

8.5.4.4  Measurement method  

The  group  delay i s  fundamental l y calcu lated  from  the  phase  characteristics  of the  fi l ter us ing  
the  above-mentioned  formu la.  I f possib le,  the  fi l ter test  equ ipment shou ld  be  set to  measure  
the  group  de lay d i rectl y.  

8.5.5  Return  attenuation  measurement  

8.5.5. 1  Principle  of measurement 

I t  i s  importan t to  know the  impedance  of a  fi l ter i n  order to  carry ou t tun ing  network design  
and  practical  i nstal l ation  correctl y.  The  impedance (real  and  imag inary parts)  of the  fi l ter,  the  
other end  of wh ich  i s  term inated  by a  speci fied  term inati ng  impedance,  may be  measured  wi th  
e i ther a  conventional  impedance bridge  or a  vector impedance  anal yzer.  The  return  
attenuation  can  then  be  calcu lated  from  the  impedance  of the  fi l ter.  On  the  other hand ,  a  
network anal yzer or vector vol tmeter can  a lso  be  used  for measuring  the  magn i tude  and  the  
phase  of the  return  s ignal ,  as  a  vector ratio  of A/R,  reflected  at  the  end  of the  fi l ter or the  end  
of the  tun ing  network con tain ing  the  fi l ter.  The  impedance  can  be  calcu lated  from  the  
measured  resu l ts  (see  F igure  3) .  

8.5.5.2  Measurement circu i t  

The measurement ci rcu i t i s  shown  i n  F igure  3.  
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NOTE  A vector vol tmeter or o ther measurement  equ ipment  can  be  used  i nstead  of the  network ana lyzer.  Some  of 
these  types  of equ i pment offer the  measured  resu l ts  i n  a  Sm i th  chart  d i spl ay.  The  impedance  and  retu rn  

attenuation  can  be  read  d i rectl y.  

Figure 3  – Return  attenuation  measurement  

I n  F igure  3 ,  the  d istance  between  the  test port  and  the  fi l ter under test shou ld  be  as  short  as  
poss ib le  to  ensure  accurate  measurement.  The  l eng th  of the  reference  s ignal  cable  shou ld  be  
ad j usted  to  keep  the  returned  s ignal  phase  at  zero  degrees  independent of the  measuring  
frequency when  d isconnecting  the  fi l ter from  the  test  fixture.  The  nom inal  impedance  of the  
cable  shou ld  be  exactl y equal  to  the  equ ipment system  impedance.  

8.5.5.3  Fi l ter test fixture  

The test fixture  shal l  have  a  connector to  connect the  fi l ter to  and  d isconnect the  fi l ter from  
the  connector of the  test  cable.  The  length  of wiring  between  the  test fixture  connector and  
the  fi l ter sha l l  be  as  short as  possible.  Reference  i s  establ ished  by perform ing  the  cal ibration  
at one  port ( i . e.  presenting  open-circu i t impedance,  short-ci rcu i t  impedance  and  reference  
impedance,  normal l y 50  Ω  at  the  end  of the  test cable  connector and  s toring  the  measured  
values  for correction  of fi l ter impedance  measurement).  

8.5.5.4  Measurement method  

Disconnect the  test fixture  from  the  connector of the  test cable,  then  th e  ca l i bration  shal l  be  
performed  at one  port at  the  end  of the  connector.  The  read ings  of the  magn i tude  and  phase  
of the  network anal yzer are  normal i zed  to  be  the  reference  l evel  and  the  phase.  When  the  
cal ibration  is  performed  properl y,  the  read ing  of the  phase  can  be  kept at  zero  degrees  
i ndependent of the  frequency.  The  re lati ve  attenuation  and  phase  sh i ft  to  the  reference  level  
and  phase  are  the  return  attenuation  for the  system  impedance of the  network anal yzer.  

8.5.5.5  Relation  between  fi l ter impedance and  return  attenuation  

Reflectivi ty at the  fixture  connector i s  represented  by the  fol l owing  formu la:  

( )ϕγγ ϕexp=  

IEC 

Port 1  Port 2  

Transfer switch  

Source  

Test 
cable  

Tuning network  

Filter 
under test  Zt  

R  

A B  
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where  

γ   i s  the  reflecti vi ty and  | γ |  i s  i ts  absolu te  value,  i . e .  reflection  coefficien t,  and  

φ   i s  the  reflecti ve  phase  sh i ft  i n  rad ians.  

The  impedance of the  fi l ter can  be  calcu lated  from  the  fo l lowing  formu la:  

γ
γ

−
+

=
1

1
0ZZ  

where  

Z   i s  the  impedance  of the  fi l ter,  and  

Z0   i s  the  system  impedance  of the  test equ ipment.  

When  the  measurements  are  made  wi th  a  conventional  impedance  bridge,  the  return  
attenuation  (RA )  for the  speci fied  term inating  impedance  can  a lso  be  ca lcu lated  from  the  fi l ter 
impedance  Z,  as  fo l l ows:  

t

tlog20–
ZZ

ZZ
RA

+

−
=  

where  

RA   i s  the  return  attenuation  expressed  i n  decibels ;  

Zt   i s  the  speci fied  term inati ng  impedance.  

8.5.6  Unwanted  s ignal  measurement  

8.5.6.1  Principle  of measurement 

Unwanted  s ignals  such  as  TTE,  bu lk  wave  spurious  s i gnals  and  reflected  SAW signals  cause  
undesi red  ripp le  i n  the  pass  band  and  l ead  to  poor attenuation  i n  the  stop  band .  These  s ignals  
cannot be  i denti fied  by frequency domain  measurement;  however,  they are  clearl y observed  
by time domain  measurement us ing  an  RF  burst s i gnal .  

8.5.6.2  Measurement circu i t  

The measurement set-up  i s  shown  i n  F igu re  4 .  An  RF  s i gnal  i s  modu lated  by a  pu lse  s i gnal  
from  a  pu lse  generator.  Then  the  modu lated  s ignal ,  wh ich  is  a  burst  s ignal ,  i s  fed  i n to  the  fi l ter 
test fixtu re  through  an  ampl i fier.  The  ou tpu t s ignal  of the  test fixture  i s  ampl i fi ed  again  and  fed  
i n to  the  Channel  2  i npu t  of an  osci l l oscope.  The  modu lated  s ignal  and  the  pu lse  s i gnal  are  
a lso  fed  to  the  Channel  1  i npu t and  tri gger input  of the  osci l l oscope,  respectivel y.  

S low-rise  and  s low-fa l l  pu lse  s ignals  are  des ired  i n  order to  avoid  excess  broaden ing  of the 
frequency bandwid th .  
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Figure 4  – Unwanted  s ignal  measurement  

8.5.6.3  Fi l ter test fixture  

The test fixture  speci fied  i n  8. 5. 2 .3  shal l  be  used .  

8.5.6.4  Measurement method  

The frequency of the  RF  s ignal  generator shal l  be  set at  a  speci fied  frequency wi th in  the  pass  
band .  The  observation  of the  CRT d isplay is  as  shown  i n  F igure  5.  The  feed-through  s i gnal  
has  no  time-lag  and  the  TTE lags  beh ind  the  main  s i gnal  by 2 t,  where  t  i s  the  time- lag  for the  
main  s i gnal .  The  re lative  l evels  of the  s i gnals  to  the  main  s i gnal  represent the  suppress ion  of  
the  s i gnals .  
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NOTE  The  time  domain  response  can  a l so  be  calcu l ated  from  the  broadband  frequency domain  data  us ing  a  
network anal yzer swept  measurement.  

Figure 5  – Unwanted  s ignals  measured  on  time domain  

8.5.7  In termodu lation  d istortion  measurement  

8.5.7.1  Principle  of measurement 

When  two  tone  RF  s i gnals  are  be ing  fed  to  fi l ters ,  i n termodu lation  d istortion  may be  
generated  due  to  non- l ineari ty of a  SAW fi l ter.  

I t  i s  usual l y important to  observe  the  power l evel  of the  th i rd  order i n termodu lation  d istortion  
by spectrum  anal yzer i n  wi reless  commun ication  use.  

NOTE  The  th i rd  order i n termodu l ation  d i s torti on  appears  at  frequencies  2f1  −  f0  and  2f0  −  f1  where  the  two tone  
frequenci es  fed  i n to  the  fi l ter are  set  to  f0  and  f1 .  

8.5.7.2  Measurement circu i t  

The measurement set-up  i s  shown  i n  F igure  6.  Two  tone  RF  s i gnals  are  fed  through  a  power 
combiner i n to  the  fi l ter test fixture.  An  attenuator or ampl i fi er may be  used  between  the  power 
combiner and  the  test fixture  to  ad j ust the  power l evel  fed  i n to  the  fi l ter under test.  The  outpu t  
s i gnal  from  the  test fixture  i s  fed  i n to  the  spectrum  anal yzer.  

8.5.7.3  Fi l ter test fixture  

The test fixture  speci fied  i n  8 . 5. 2 . 3  shal l  be  used .  

8.5.7.4  Measurement method  

The two  tone  RF  s ignals  shal l  be  set at speci fi ed  frequencies  such  as  channel  spacing  
frequencies  of various  wi re less  commun ication  standards  ( i . e .  the  two  tones  are  set at  FC  ±  ∆f 
and  FC  ±  2∆f,  respectivel y) .  The  s ignal  l evels  sha l l  be  stated  in  the  re levan t detai l  
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speci fication .  The  l evel  of i n termodu lation  s i gnal  ( i . e .  FC)  i s  observed  by the  spectrum  
anal yzer.  

I n  order to  avoid  cross  modu lation  between  RF  s ignal  generators,  d i rectional  couplers  or 
i solators  shou ld  be  used  between  each  of the  RF  s ignal  generators  and  the  power combiners.  

 

Figure 6  – In termodu lation  d istortion  measurement 

8.5.8  Measurement of insertion  attenuation ,  phase,  and  group  delay characteristics  
at specified  terminating  impedances  and  at  standard  atmospheric condi tions  

The fi l ter shal l  be  inserted  i n  the  test  ci rcu i t  of 8 . 5. 2. 2  wi th  the  speci fi ed  term inating  
impedance  g iven  i n  the  re levant  detai l  speci fication .  

I nsertion  attenuation ,  phase,  and  group  delay characteristics  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  s tated  
i n  the  re levant deta i l  speci fication .  

8.5.9  Measurement of insertion  attenuation ,  phase,  and  group  delay characteristics  
as  a  function  of temperature  

The fi l ter shal l  be  inserted  i n  the  test  ci rcu i t  of 8 . 5. 2. 2  wi th  the  speci fi ed  term inating  
impedance  g iven  i n  the  re levant  detai l  speci fication .  

I nsertion  attenuation ,  phase,  and  group  delay characteristics  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  
i n  the  re levant deta i l  speci fication .  

8.5. 1 0  Measurement of return  attenuation  at  specified  terminating  impedance  and  at 
the  standard  atmospheric  cond i tions  

The fi l ter shal l  be  inserted  i n  the  test ci rcu i t  of 8 . 5. 5. 2  wi th  the  speci fi ed  term inating  
impedance g iven  i n  the  re levant  deta i l  speci fication .  

Return  attenuation  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  the  relevant deta i l  speci fication .  

8.5. 1 1  Measurement of unwanted  s ignals  at  standard  atmospheric  cond itions  

The fi l ter shal l  be  inserted  i n  the  test ci rcu i t  of 8 . 5. 6. 2  wi th  the  speci fi ed  term inati ng  
impedance g iven  i n  the  re levant detai l  speci fication .  

Unwanted  s i gnals  sha l l  be  wi th in  the  l im i ts  s tated  i n  the  re levant detai l  speci fication .  
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8.5. 1 2  Measurement of in termodulation  d istortion  at  standard  atmospheric  
cond i tions  

The fi l ter sha l l  be  i nserted  i n  the  test  ci rcu i t  of 8 . 5. 7. 2  wi th  the  speci fi ed  term inati ng  
impedance g iven  i n  the  re levant  deta i l  speci fication .  

I n termodu lation  d is tortion  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  the  relevant detai l  speci fication .  

8.5. 1 3  Measurement method  for the  balanced  type  fi l ter 

Basical l y,  i nsertion  attenuation ,  phase,  group  delay,  return  attenuation ,  u nwanted  s i gnal ,  and  
i n termodu lation  d istortion  of the  balanced  type  SAW fi l ter are  measured  us ing  the  methods  
described  i n  8 . 5. 2  to  8 . 5. 1 2.  Note  that a  fi l ter i s  a  two-port  device,  i t  i s  conven ient  for 
measurement to  treat a  fi l ter having  ba lanced  term inals  on  both  input  and  ou tput  s i des  as  a  
four-port  device  and  a  fi l ter having  ba lanced  term inals  on  one  s ide  and  an  unbalanced  
term inal  on  the  other s i de  as  a  th ree-port device.  I t  i s  therefore  recommended  to  use  a  mu l ti -
port network analyzer.  

F i gure  7  shows  a  b lock d iagram  of a  four-port  network anal yzer as  an  example  that has  
balanced  term inals  on  both  i nput and  ou tpu t s i des .  A fu l l  four-port ca l ibration  i s  performed  for 
the  four ports  to  measure  the  fi l ter's  1 6  S-parameters  (four ports  ×  4 ) ,  and  then  thei r 
characteristics  are  calcu lated .  I n  the  case  of a  three-port  device  measurement shown  in  
F igu re  8,  wh ich  has  an  unbalanced  term inal  on  one  s ide,  a  fu l l  th ree-port  cal i bration  is  
performed.  N ine  S-parameters  ( three  ports  ×  3)  are  measured ,  and  then  s im i l ar calcu lations  
are  done.  

Imbalance  is  measured  as  the  d i fference i n  i nsertion  attenuation  between  the  balanced  
term inals  as  wel l  as  the  phase  error from  the  phase  d i fference  of 1 80  degrees.  
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Figure 7  – Four-port  network analyzer measurement  
for balanced-balanced  connection  fi l ter 

 

 

Figure 8  – Three-port  network analyzer measurement  
for balanced-unbalanced  connection  fi l ter 
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8.5. 1 4  Insu lation  resistance  

I nsu lation  res istance  shal l  be  measured  by means  of d i rect vol tage  as  speci fi ed  i n  the  detai l  
speci fication .  Th is  vol tage  is  appl i ed  between :  

a)  the  term inations;  

b)  the  term inations  connected  together and  the  metal  portion  of the  case  ( i f any).  

I nsu lation  res istance  shal l  be  not l ess  than  the  value  speci fied  i n  the  relevant detai l  
speci fication .  

8.5. 1 5  Vol tage  proof 

The fi l ter shal l  pass  the  fol lowing  tests  wi thou t evidence of arcing ,  fl ashover,  i nsu lation  
breakdown  or damage.  

An  a l ternating  vol tage  of speci fied  va lue  shal l  be  appl i ed  for a  period  of 5  s  between :  

a)  the  term inations;  

b)  the  term inations  connected  together and  the  metal  portion  of the  case  ( i f any).  

8.6  Mechan ical  and  envi ronmental  test procedures  

8.6. 1  Robustness  of terminations  (destructive)  

8.6. 1 . 1  Tensi le  and  thrust tests  on  terminations  

The  tests  shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ua1  ( tens i le)  and  Test Ua2  ( thrust)  of 
I EC 60068-2-21 .  

Un less  otherwise  s tated  i n  the  detai l  speci fication ,  the  load ing  shal l  be  

– for p in  (solder)  term inations:  1  N  thrust;  

– for p in  (solder)  term inations:  5  N  tens i le ;  

– for wire  (solder)  term inations:  1 0  N  tens i le .  

8.6. 1 .2  F lexibi l i ty of wi re  terminations  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Ub  (bend ing)  of I EC  60068-2-21 .  

The  deta i l  speci fication  shal l  defi ne  the  l oad ing  force  to  be  appl ied  and  the  posi tion  at wh ich  
the  bend  shal l  s tart.  

8.6. 1 .3  Torque  test  on  mounting  studs  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Ud  (torque)  of I EC  60068-2-21 .  

Un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  speci fication ,  severi ty 2  sha l l  be  used .  

8.6.2  Seal ing  tests  (non-destructive)  

8.6.2 .1  Gross  leak test  

Th is  test sha l l  be  performed  i n  accordance wi th  the  procedure  speci fied  i n  test method  1  or 2  
of Test  Qc of I EC 60068-2-1 7.  

a)  Method  1  
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The  l i qu id  sha l l  be  degassed  water and  the  pressure  of a i r above the  water shal l  be  reduced  
to  8 , 5  kPa  (85  mbar)  or l ess,  and  i t  shal l  not be  necessary to  d rain  or remove  the  specimen  
from  the  water before  breaking  the  vacuum.  

b)  Method  2  

The  detai l  speci fication  shal l  defi ne  the  temperature  at  wh ich  the  l i qu id  sha l l  be  main tained .  

The  immersion  time shal l  be  30  s ,  un less  otherwise  speci fied  i n  the  re levant detai l  
speci fication .  

During  the  test there  shal l  be  no  evidence  of l eakage  of gas  or a i r from  the  i ns ide  of the  SAW  
fi l ter.  The  continuous  formation  of bubbles  shal l  be  evidence  of l eakage.  

After the  test,  there  shal l  be  no  vis ib le  damage  to  the  fi l ter.  

8.6.2 .2  Fine leak test  

The test shal l  be  performed  i n  accordance wi th  6 . 4,  Test method  1  of Test Qk of I EC  60068-2-
1 7: 1 994.  

Un less  otherwise  stated  i n  the  deta i l  speci fication ,  the  pressure  i n  the  pressure  vessel  shal l  
be  200  kPa (2  bar) .  However,  the  pressure  shal l  be  chosen  so  as  not to  cause  mechan ica l  
damage  to  the  device  under test.  

The  maximum  leak rate  shal l  not  exceed  the  value  stated  i n  6 . 6  of I EC 60068-2-1 7: 1 994,  
un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

8.6.3  Soldering  (solderabi l i ty and  resistance to  soldering  heat)  (destructive)  

8.6.3.1  Solderabi l i ty 

a)  Test A ( l ead  term inations)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance wi th  Method  1  of Test Ta  of I EC  60068-2-20.  The  
term inations  shal l  be  exam ined  for good  ti nn ing ,  as  evidenced  by free  fl owing  of the  solder 
wi th  wetti ng  of the  term inations.  

b)  Test B  ( l ead  term inations)  

Th is  test  sha l l  be  performed  in  accordance  wi th  Method  2  of Test Ta  of I EC  60068-2-20  wi th  
the  s i ze  of soldering  i ron  stated  i n  the  detai l  speci fication .  The  term inations  shal l  be  exam ined  
for good  ti nn ing ,  as  evidenced  by free  fl owing  of the  solder wi th  wetting  of the  term inations.  

c)  Test C  (surface  mounted  devices)  

Th is  test  shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Td  of I EC  60068-2-58.  The  term inations  
shal l  be  exam ined  for good  wetti ng .  

8.6.3.2  Resistance  to  soldering  heat  

a)  Test A ( l ead  term inations)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Method  1  of Test Tb  of I EC  60068-2-20.  The  
immersion  time shal l  be  (5  ±  0 , 5)  s ,  un less  otherwise  speci fied  i n  the  deta i l  speci fication .  

A screen  of thermal l y i nsu lating  materia l  shal l  be  used  to  prevent  the  component be ing  heated  
by d i rect rad iation  from  the  solder bath .  I t  shal l  a lso  a l low the  immersion  of the  term inations  
up  to  a  poin t  2  mm  from  the  emergence  of the  term inations  from  the  body,  un less  otherwise  
speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  
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b)  Test B  ( l ead  term inations)  

Th is  test  shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Method  2  of Test Tb  of I EC  60068-2-20  wi th  
the  s ize  of soldering  i ron  speci fi ed  i n  the  deta i l  speci fication .  The  soldering  i ron  shal l  be  
appl ied  for a  duration  of (5  ±  1 )  s ,  un less  otherwise  speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  

c)  Test C  (surface  mounted  devices)  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Td  of I EC 60068-2-58.  

8.6.4  Rapid  change  of temperature:  severe  shock by l iqu id  immersion  (non-
destructive)  

The test sha l l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Nc of I EC 60068-2-1 4.  The  fi l ters  shal l  be  
subj ected  to  one  cycle  i n  a  downward  d i rection  from  (98  ±  3 )  °C  for 1 5  s  to  (1  ±  1 )  °C  for 5  s .  

8.6.5  Rapid  change  of temperature  wi th  prescribed  time  of transi tion  (non-
destructive)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Na  of I EC  60068-2-1 4.  

The  l ow and  h i gh  test chamber temperatures  shal l  be  the  extreme temperatures  of the  
operating  range  s tated  in  the  detai l  speci fication .  

The  SAW fi l ter shal l  be  mainta ined  at each  extreme  of temperature  for 30  m in ,  un less  
otherwise  speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  

The  SAW fi l ter shal l  be  subj ected  to  fi ve  complete  thermal  cycles  and  then  exposed  to  
standard  atmospheric  cond i tions  for recovery for not l ess  than  2  h .  

8.6.6  Bump (destructive)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Ea  of I EC 60068-2-27.  

NOTE  Bump test  means  repeti ti ve  shock test  i n  compari son  wi th  the  non -repeti ti ve  shock test  speci fi ed  i n  8 . 6. 8.  

The SAW fi l ter sha l l  be  mounted  or clamped  as  requ ired  by the  detai l  speci fication .  The  th ree  
mutual l y perpend icu lar axes  i n  wh ich  the  bump is  to  be  appl i ed  shal l  i ncl ude:  

– an  axis  paral le l  to  the  term inations;  

– an  axis  para l le l  to  the  base  of the  SAW fi l ter.  

The  degree  of severi ty shal l  be  as  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

8.6.7  Vibration  (destructive)  

8.6.7.1  Vibration  (s inusoidal )  (SAW fi l ter not operating)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Fc  of I EC  60068-2-6.  

The  SAW fi l ter sha l l  be  mounted  or cl amped  as  requ ired  by the  deta i l  speci fication .  The  th ree  
mutual l y perpend icu lar axes  i n  wh ich  the  acceleration  is  to  be  appl ied  shal l  i ncl ude:  

– an  axis  para l le l  to  the  term inations;  

– an  axis  para l le l  to  the  base  of the  SAW fi l ter.  

The  degree  of the  severi ty shal l  be  stated  i n  the  detai l  speci fication .  
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8.6.7.2  Vibration  (s inusoidal )  (SAW fi l ter operating)  

The test  shal l  be  as  speci fied  i n  8. 6. 7. 1 ,  except that d uring  the  test  the  fi l ter shal l  be  
energ ized  and  e lectrical  tests ,  as  defined  i n  the  detai l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

The  degree  of severi ty shal l  be  stated  in  the  deta i l  speci fication .  

8.6.7.3  Random  vibration  (SAW fi l ter not  operating)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Fh  of I EC 60068-2-64.  

The  SAW fi l ter shal l  be  mounted  or cl amped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  th ree  
mutual l y perpend icu lar axes  i n  wh ich  the  acceleration  i s  to  be  appl ied  shal l  i ncl ude:  

– an  axis  paral le l  to  the  term inations;  

– an  axis  paral le l  to  the  base  of the  SAW fi l ter.  

The  detai l l  speci fication  shal l  s tate  the  acceleration  spectra l  densi ty (ASD),  the  frequency 
range  and  the  du ration .  

8.6.7.4  Random  vibration  (SAW fi l ter operating)  

The test  sha l l  be  as  speci fied  in  8. 6. 7. 3 ,  except that  during  the  test the  fi l ter shal l  be  
energ ized  and  e lectrica l  tests ,  as  defi ned  i n  the  detai l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

8.6.8  Shock (destructive)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Ea  of I EC 60068-2-27.  

The  SAW fi l ter sha l l  be  mounted  or clamped  as  requ ired  by the  detai l  speci fication .  The  th ree  
mutual l y perpend icu lar axes  i n  wh ich  the  shock i s  to  be  appl ied  shal l  i nclude:  

– an  axis  paral le l  to  the  term inations;  

– an  axis  para l le l  to  the  base  of the  SAW fi l ter.  

The  degree  of severi ty shal l  be  as  stated  i n  5. 9,  un less  otherwise  s tated  in  the  detai l  
speci fication .  

8.6.9  Free  fal l  (destructive)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Procedure  1  of Test Ec of I EC  60068-2-31 .  

The  SAW fi l ter shal l  be  suspended  by i ts  term inations  at  a  he igh t of 1  000  mm  ±  5  mm  and  
dropped  on to  a  base,  the  materia l  of wh ich  shal l  be  defined  in  the  deta i l  speci fication .  The  
number of fa l ls  sha l l  be  two,  un less  otherwise  stated  in  the  detai l  speci fication .  

8.6. 1 0  Acceleration ,  steady state  (non-destructive)  

8.6. 1 0. 1  Acceleration ,  steady state  (SAW fi l ter not operating)  

The test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Ga  of I EC  60068-2-7.  

The  SAW fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ ired  by the  detai l  speci fication .  The  
procedure  and  severi ty shal l  be  as  stated  i n  the  detai l  speci fica tion .  
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8.6. 1 0.2  Acceleration ,  steady state  (SAW fi l ter operating)  

The test sha l l  be  as  speci fi ed  i n  8. 6. 1 0. 1 ,  except that during  the  test  the  fi l ter shal l  be  
energ ized  and  e lectrica l  tests ,  as  defi ned  i n  the  deta i l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

The  procedure  and  severi ty shal l  be  as  s tated  in  the  detai l  speci fication .  

8.6. 1 1  Low ai r pressure  (non-destructive)  

This  test sha l l  be  performed  i n  accordance wi th  Test M  of I EC  60068-2-1 3.  The  pressure  i n  
the  chamber shal l  be  reduced  to  25  kPa  for a  duration  of 2  h ,  un less  otherwise  stated  i n  the  
detai l  speci fication .  

8.6. 1 2  Dry heat  (non-destructive)  

The test shal l  be  performed  i n  accordance wi th  Test Bb  of I EC 60068-2-2.  The  cond i ti on ing  
shal l  be  carried  ou t at the  upper temperature  ind icated  by the  cl imatic category for a  duration  
of 1 6  h ,  un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

8.6. 1 3  Damp heat,  cycl ic  (destructive)  

This  test  sha l l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Db,  Varian t 1  of I EC  60068-2-30,  at  
severi ty b) ,  55  °C  for s ix  cycles.  

8.6. 1 4 Cold  (non-destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ab  of I EC 60068-2-1  at the  l ower 
temperature  i nd icated  by the  cl imatic category for a  duration  of 2  h ,  un less  otherwise  stated  in  
the  detai l  speci fication .  

8.6. 1 5  Cl imatic sequence  (destructive)  

The test and  measurements  shal l  be  performed  i n  the  fol l owing  order:  

Dry heat  see  8. 6. 1 2;  

Damp heat,  cycl ic  see  8. 6. 1 3  (fi rst  cycle  on ly) ;  

Cold  see  8. 6. 1 4;  

Low a i r pressure  see  8. 6. 1 1  (when  appl icable) ;  

Damp heat,  cycl ic  see  8. 6. 1 3  (remain ing  fi ve  cycles).  

I n  the  cl imatic sequence,  an  i n terval  of not more  than  3  days  i s  perm i tted  between  any of 
these  tests,  except between  the  damp heat cycl ic  (fi rst  cycle)  and  cold  test.  

I n  such  a  case,  the  cold  test  sha l l  fol l ow immed iatel y after the  recovery period  speci fied  for 
the  damp heat test.  

8.6. 1 6  Damp heat,  steady state  (destructive)  

This  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Cab  of I EC  60068-2-78,  for the  
appropriate  cl imatic  category stated  i n  5 . 6 .  

8.6. 1 7  Sal t  m ist  cycl ic (destructive)  

This  test sha l l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Kb  of I EC 60068-2-52.  Severi ty 1  shal l  
be  used  un less  otherwise  stated  i n  the  deta i l  speci fication .  
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8.6. 1 8  Immersion  in  cleaning  solvents  (non-destructive)  

This  test i s  appl icable  to  superficia l  markings  on ly.  To  establ ish  the  permanence  of marking ,  
th is  test  shal l  be  performed  in  accordance wi th  Method  1  of Test XA of I EC 60068-2-45.  The  
detai l  speci fication  shal l  prescribe  the  solven t,  the  temperature  of the  solvent,  the  rubbing  
materia l  and  i ts  d imensions,  and  the  force  to  be  used .  

The  marking  shal l  be  leg ib le.  

8.6. 1 9  Flammabi l i ty test  (destructive)  

Th is  test  shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC  60695-1 1 -5.  The  detai l  speci fication  shal l  
state  the  duration  of appl ication  of the  test fl ame selected  from  5  s ,  1 0  s ,  20  s ,  30  s ,  60  s,  or  
1 20  s,  as  appropriate  to  the  design  and  materia ls  of the  test specimen .  

The  du ration  and  exten t of burn ing  shal l  be  stated  i n  the  deta i l  speci fication .  

8.6.20  Electrostatic d ischarge (ESD)  sensi tivi ty test  (destructive)  

SAW fi l ters  are  requ i red  to  have  the  property of wi thstand ing  electrostatic d i scharge  (ESD).  

ESD  often  occurs  when  the  devices  are  assembled  to  thei r equ ipment.  Even  after the  
assembly process,  ESD  wi l l  a lso  be  appl ied  to  devices  through  an  e lectric  path  from  ou ts ide,  
such  as  an  an tenna.  

There  are  some models  for the  measurement of ESD  sens i ti vi ty.  

The  fo l lowing  models  expla in  the  case  i n  wh ich  the  charged  object appl i es  ESD  to  the  
term inal  of SAW devices:  

a)  HBM  (Human  Body Model )  

Th is  test sha l l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC 61 340-3-1 .  

Th is  model  s imu lates  the  ESD  from  the  charged  body of a  person  who hand les  the  devices.  

b)  MM  (Mach ine  Model )  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC 61 340-3-2.  

Th is  model  s imu lates  the  ESD from  the  charged  meta l l ic  obj ect wh ich  contacts  the  devices.  

c)  CDM  (Charged  Device  Model )  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC 60749-28.  

Th is  model  s imu lates  the  case  of a  device  being  charged  and  d ischarged  to  the  ou ts ide  
obj ect from  the  device's  term inal .  

8.7  Endurance test procedure  

Ageing  (non-destructi ve):  The  SAW fi l ter shal l  be  mainta ined  at a  temperature  of (85  ±  2 )  °C  
for a  con tinuous  period  of 30  days,  un less  otherwi se  speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  

After the  test  period ,  the  fi l ter shal l  be  kept  at  s tandard  atmospheric cond i ti ons  for testing  un ti l  
thermal  equ i l i bri um  has  been  reached .  

The  speci fi ed  tests  shal l  be  carried  ou t and  the  fi na l  measurements  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  
speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
F ILTRES À ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)   

SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –  
 

Partie  1 :  Spéci fication  générique  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  À cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les ,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessibles  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC" ).  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t égal ement aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  poss ibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés ,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  sont  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  doiven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC el l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cati on  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs ,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants .  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage de  q uel que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  sur l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme i n ternationale  I EC  60862-1  a  été  établ i e  par l e  com i té  d 'études  49  de  l ' I EC:  
Dispos i ti fs  piézoélectri ques,  d ié lectriques  et é lectrostatiques  et matériaux associés  pour l a  
détection ,  l e  choix et  l a  commande de  l a  fréquence.  

Cette  trois ième éd i tion  annu le  et remplace  l a  deuxième éd i tion  parue  en  2003.  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport  à  l 'éd i tion  
précédente:  

•  l es  "Termes  et  défin i tions"  de  l ' I EC  60862-2: 2002  son t i nclus ;  

•  l a  méthode de  mesure  du  fi l tre  de  type  équ i l i bré  est décri te;  
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•  l a  procédure  d 'essai  de  l a  sensib i l i té  aux décharges  é lectrostati ques  (DES)  est abordée.  

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

49/1 1 51 /FDIS  49/1 1 64/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  toutes  les  parties  de  l a  série  I EC 60862,  publ i ées  sous  le  t i tre  général  Filtres à  
ondes acoustiques de surface (OAS)  sous assurance de la  qualité ,  peu t être  consu l tée  sur l e  
s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur le  s i te  web de  l ' I EC sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  l es  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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FILTRES À ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)   
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –  

 
Partie  1 :  Spéci fication  générique  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  partie  de  l ' I EC  60862  spéci fie  l es  méthodes  d 'essai  et l es  exigences  générales  
pour les  fi l tres  OAS don t  l a  qual i té  est  garantie  par l es  procédures  d 'agrément de  savoi r-fai re  
ou  par les  procédures  d 'homologation .  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent  document et son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC 60027  ( tou tes  les  parties) ,  Symboles littéraux à  utiliser en électrotechnique 

I EC 60050  (a l l  parts),  Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)  (d ispon ible  sous:  
www.electroped ia .org)  

I EC 60068-1 : 201 3,  Essais d'environnement – Partie 1 :  Généralités et lignes directrices 

IEC 60068-2-1 ,  Essais d'environnement – Partie 2-1 :  Essais – Essai A:  Froid 

I EC 60068-2-2 ,  Essais d'environnement – Partie 2-2:  Essais – Essai B:  Chaleur sèche 

IEC 60068-2-6,  Essais d'environnement – Partie 2-6:  Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales)   

IEC 60068-2-7,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2-7:  
Essais – Essai Ga et guide: Accélération constante  

I EC 60068-2-1 3,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie  2-13: 
Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique  

I EC 60068-2-1 4,  Essais d'environnement – Partie  2-14: Essais – Essai N: Variation de 
température  

IEC 60068-2-1 7: 1 994,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique –  
Partie 2-17: Essais – Essai Q: Étanchéité  

IEC 60068-2-20,  Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai 
de la  brasabilité  et de la  résistance à  la  chaleur de brasage des dispositifs à  broches 

I EC 60068-2-21 ,  Essais d'environnement – Partie 2-21 : Essais – Essai U: Robustesse des 
sorties et des dispositifs de  montage incorporés 

IEC 60068-2-27,  Essais d'environnement – Partie  2-27: Essais – Essai Ea  et guide: Chocs 
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I EC 60068-2-30,  Essais d'environnement – Partie  2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de 
chaleur humide (cycle de  12 h  +  12 h)  

I EC 60068-2-31 ,  Essais d'environnement – Partie 2-31 :  Essais – Essai Ec:  Choc lié  à  des 
manutentions brutales,  essai destiné en premier lieu aux matériels  

I EC 60068-2-45,  Essais fondamentaux climatiques et de  robustesse mécanique – Partie 2-45: 
Essais – Essai XA  et guide: Immersion dans les solvants de  nettoyage 

I EC 60068-2-52,  Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin,  
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)  

I EC 60068-2-58,  Essais d'environnement – Partie  2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai 
de la  soudabilité,  résistance de la  métallisation à  la  dissolution et résistance à  la  chaleur de 
brasage des composants pour montage en surface (CMS)  

I EC 60068-2-64,  Essais d'environnement – Partie 2-64: Essais – Essai Fh:  Vibrations 
aléatoires à  large bande et guide 

I EC 60068-2-78,  Essais d'environnement – Partie  2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide,  
essai continu 

I EC 601 22-1 ,  Résonateurs à  quartz sous assurance de la  qualité – Partie 1 :  Spécification 
générique 

I EC 6061 7,  Symboles graphiques pour schémas  (d ispon ible  sous:  h ttp: //std . i ec. ch/iec6061 7)  

I EC 60642,  Résonateurs et dispositifs en céramique piézoélectrique pour la  commande et le  
choix de la  fréquence – Chapitre I:  Valeurs et conditions normalisées – Chapitre  II:  Conditions 
de mesure et d'essais 

I EC 60695-1 1 -5,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11 -5: Flammes d'essai – Méthode 
d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage,  dispositif d'essai de vérification et lignes directrices 

I EC 60749-28 1 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et 
climatiques – Partie  28: Essai de  sensibilité aux décharges électrostatiques (DES)  – Modèle  
de dispositif chargé par contact direct (DC-CDM)  

I EC  61 000-4-2 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-2: Techniques d'essai et de 
mesure – Essai d'immunité  aux décharges électrostatiques 

I EC 61 340-3-1 ,  Electrostatique – Partie  3-1 : Méthodes pour la  simulation des effets 
électrostatiques – Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le modèle du 
corps humain  (HBM)  

I EC 61 340-3-2 ,  Electrostatique – Partie  3-2: Méthodes pour la  simulation des effets 
électrostatiques – Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour les modèles de 
machine (MM)  

I EC 80000  ( tou tes  les  parties) ,  Grandeurs et unités 

I SO  80000  ( toutes  l es  parties) ,  Grandeurs et unités 

______________ 

1   A publ i er.  
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3 Termes,  défin i tions,  uni tés  et symboles  

3. 1  Termes  et  défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan tes  s 'appl i quent.  

3. 1 . 1  Termes  généraux 

3. 1 . 1 . 1   
onde  acoustique  de  surface  
OAS  
onde acoustique  se  propageant l e  l ong  de  l a  surface  d 'un  matériau  é lasti que  dont l 'ampl i tude  
décroît  exponentie l l ement su ivant la  profondeur dans  le  matériau  

3. 1 . 1 .2   
fi l tre  à  ondes  acoustiques  de  surface  
fi l tre  OAS  
fi l tre  caractérisé  par une  ou  p lus ieurs  l ignes  de  transm ission  d 'onde  acousti que  de  surface  ou  
é léments  résonants,  où  l 'onde  acoustique  de  surface  est généralement  générée  par un  
transducteur in terd ig i té  et se  propage  le  l ong  de  la  surface  d ’ un  matériau  

3. 1 . 1 .3   
vecteur de  flux d 'énergie  
vecteur caractérisan t  l a  propagation  de  l 'énerg ie  d 'une  onde  acousti que  de  surface  et  
analogue  au  vecteur de  Poynting  

3. 1 . 1 .4   
vecteur de  propagation  
vecteur qu i  caractérise  l a  propagation  de  la  phase  d 'une  onde  

3. 1 . 1 .5   
ang le  de  flux d 'énerg ie  
ang le  en tre  l e  vecteur de  fl ux d 'énerg ie  et l e  vecteur de  propagation  

3. 1 . 1 .6   
gu idage du  faisceau  d 'OAS  
phénomène  de  propagation  d ’ondes  acoustiques  de  surface  dans  l es  matériaux an isotropes,  
décri t  par un  ang le  de  fl ux d 'énerg ie  d i fférent  de  zéro  

3. 1 . 1 .7   
d i ffraction  de  l 'OAS  
phénomène,  analogue  à  l a  d i ffraction  de  l a  l um ière  d 'une  source  d 'ouvertu re  fin ie,  provoquant  
un  éta lement du  fa isceau  d 'ondes  acousti ques  de  surface  et  une  d istors ion  du  front d 'onde  

3. 1 . 1 .8   
coefficient  de  couplage  de  l 'OAS  

2
sk  

coefficien t de  couplage  é lectromécan ique  défin i  comme su i t:  

s

s2
s 2

ν
ν∆

=k  

où  

vs   est  l a  vi tesse  de  propagation  de  l ’onde  acousti que  à  l a  surface  l i bre;  

∆vs   est l e  changement de  la  vi tesse  de  l ’ onde  acoustique  dû  au  court-ci rcu i t  du  poten tie l  
de  la  surface;  
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∆vs/vs   est  l a  variation  re lative  de  vi tesse  de  l ’ onde  acousti que  produ i te  en  court-ci rcu i tan t l e  
poten tie l  de  surface  à  parti r de  l 'état  en  ci rcu i t ouvert  

3. 1 . 1 .9   
transducteur i n terd ig i té  
TID  
transducteur à  onde  acoustique  de  surface  consti tué  par deux structures  conductrices  en  
forme de  peigne  déposées  sur un  substrat  p iézoélectrique  transformant l ’ énerg ie  é lectrique  
en  énerg ie  acoustique,  ou  i nversement 

3. 1 . 1 . 1 0   
transducteur in terd ig i té  un id i rectionnel  
TUD 
transducteur qu i  émet et reçoi t des  ondes  acoustiques  de  surface  dans  une  seu le  d i rection  

3. 1 . 1 . 1 1   
transducteur mul tiphasé  
transducteur i n terd ig i té  (TID)  ayan t  p lus  de  deux entrées  exci tées  se lon  des  phases  
d i fférentes   

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  généra l ,  u ti l i sé  comme transducteur u n id i rectionnel .  

3. 1 . 1 . 1 2   
doigt  
élément d 'une  é lectrode  en  pe igne  d 'un  TID  

3. 1 . 1 . 1 3   
doigt  sol ide  
doigt  formé d 'un  é lément avec une  période  d 'une  dem i - longueur d 'onde  l e  l ong  de  l a  d i rection  
de  propagation  

3. 1 . 1 . 1 4   
doigt  fendu  
doigt  formé de  p lusieurs  é léments  de  façon  à  produ i re  des  propriétés  d 'an ti réflexion  dans  un  
fi l tre  à  ondes  acoustiques  de  surface  

3. 1 . 1 . 1 5   
doigt  mort  
doigt  passi f qu i  peut  être  ajou té  pour supprimer l a  d istors ion  du  fron t d 'onde  

3. 1 . 1 . 1 6   
barre  de  raccordement  
électrode  commune qu i  re l ie  l es  doig ts  entre  eux et connecte  auss i  l e  fi l tre  à  un  ci rcu i t 
externe  

3. 1 . 1 . 1 7   
transducteur à  réponse  pondérée  
transducteur dont  l a  structure  est conçue pour produ i re  une  réponse  impu lsionnel l e  spéci fi ée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r 3 . 1 . 1 . 1 8  à  3 . 1 . 1 . 23.  

3. 1 . 1 . 1 8   
emboîtement des  doigts   
robustesse de  l a  source  
l ongueur d 'une  pa ire  de  doig ts  en tre  l esquels  seu le  l ' i n teraction  é lectromécan ique  est 
produ i te  
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3. 1 . 1 . 1 9   
apod isation  
pondération  produ i te  par mod i fication  de  l a  l ongueur d 'emboîtement des  doig ts  le  l ong  du  TID  

3. 1 . 1 .20   
pondération  par suppression  
pondération  par suppression  des  doig ts  ou  des  sources  

3. 1 . 1 .21   
pondération  capacitive  
pondération  par variation  de  l a  capaci té  i n terélectrodes  

3. 1 . 1 .22   
pondération  série  
pondération  par découpe  d 'un  doig t en  é léments  i nd ividuels  ayant  un  couplage  capaci ti f en tre  
eux 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  é l émen ts  peuvent  être  séparés  de  l a  barre  de  raccordement.  

3. 1 . 1 .23   
pondération  par l a  phase  
pondération  par mod i fication  de  l a  période  d 'arrangement des  doig ts  à  l ' i n térieur d 'un  TID  

3. 1 . 1 .24   
ouverture  
l argeur normal isée  du  fa isceau  d 'OAS  engendré  à  l a  fréquence  centra le  et  normal isé  à  la  
l ongueur d 'onde  correspondante  

3. 1 . 1 .25   
coupleur multibande  
CMB 
réseau  de  bandes  métal l i ques  add i tionnel les  déposées  sur un  substrat p iézoélectri que  
perpend icu la i rement à  l a  d i rection  de  propagation ,  qu i  transfère  de  l 'énerg ie  acousti que  d 'une  
voie  acousti que  à  une  voie  ad j acente  

3. 1 . 1 .26   
réflecteur 
composant réfléch issant  l es  ondes  acoustiques  de  surface  et  fa isant  généralement appel  aux 
d iscontinu i tés  périod iques  produ i tes  par un  réseau  de  bandes  métal l i ques  ou  de  s i l l ons  

3. 1 . 1 .27   
réflexion  parasi te  
signal  indési rable  provoqué  par l a  réfl exion  des  OAS  ou  des  ondes  de  volume  à  parti r des  
bords  du  substrat ou  des  é lectrodes  

3. 1 . 1 .28   
écho de  triple  transi t  
ETT 
signaux non  dés irés  d ’ un  fi l tre  OAS  ayan t  parcouru  trois  fo is  le  chem in  de  propagation  entre  
l es  TID  d 'en trée  et  de  sortie,  causés  par des  réflexions  sur l es  transducteurs  d 'entrée  et de  
sortie  

3. 1 . 1 .29   
s ignal  des  ondes  de  volume 
signal  i ndés irable  causé  par une  exci tation  des  ondes  de  volume et  détecté  en  sortie  du  fi l tre  
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3. 1 . 1 .30   
s ignal  de  couplage  d i rect  
signal  de  perturbations  électromagnétiques  
signal  non  dés i ré,  provenant de  l 'en trée  et  apparaissant  à  l a  sortie  du  fi l tre,  dû  aux capaci tés  
paras i tes  et au tres  couplages  é lectromagnétiques  

3. 1 . 1 .31   
striures  de  suppression  
si l lons  gravés  sur l a  face  i nactive  du  substrat,  desti nés  à  supprimer l es  s i gnaux en  onde  de  
volume  

3. 1 . 1 .32   
absorbant acoustique  
matériau  de  fort  affaib l issement des  ondes  acoustiques  p lacé  sur tou te  partie  du  substrat pour 
absorber l 'énerg ie  acousti que  

3. 1 . 1 .33   
él ectrode écran  
électrode  desti née  à  rédu i re  les  s ignaux dus  aux perturbations  é lectromagnétiques  

3. 1 . 1 .34   
transducteur i n terd ig i té  imbriqué  
TIDI  
transducteur OAS composé d 'une  combinaison  d ’au  moins  tro is  transducteurs  TID  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I denti que  à  un  mu l ti - I D  dans  l a  série  I EC  60862,  l e  fi l tre  de  résonateur TIDI  (ou  transducteu r 
mu l ti - i n terd ig i té)  est  u ti l i sé  pou r se  référer à  des  fi l tres  de  résonateurs  OAS  composés  d 'un  certain  nombre  de  TI D  
pou r l 'en trée  et  l a  sorti e  dans  une  l i g ne,  en  a l ternan t avec des  réfl ecteu rs  de  d i ffraction  confi rmant l a  s tructure  de  
transducteu r i n terd i g i té  aux deux extrém i tés .  

3. 1 .2  Termes  relati fs  aux caractéristiques  de  réponse  

3. 1 . 2 . 1   
fréquence  nominale  
fréquence donnée  par l e  fabrican t ou  l a  spéci fication  pour i den ti fier l e  fi l tre  

3. 1 .2 .2   
fréquence  centrale  
moyenne  ari thmétique  des  fréquences  de  coupure  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .3   
fréquence  de  référence  
fréquence  défin ie  par l a  spéci fication  et à  l aquel le  l es  au tres  fréquences  peuvent se  référer 

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .4   
fréquence  de  coupure  
fréquence de  l a  bande  passan te  à  laquel l e  l 'affa ib l issement re lati f atte in t  une  valeur spéci fi ée  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .5   
pu issance d issipée  totale  
rapport  l ogari thm ique  entre  l a  pu issance d ispon ible  à  la  source  donnée  et l a  pu issance  
dél i vrée  par l e  fi l tre  OAS à  une  impédance  de  charge  dans  des  cond i ti ons  d ’ u ti l i sation  
spéci fiées  
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3. 1 .2 .6   
affaibl i ssement d ' insertion  
rapport l ogari thm ique  de  l a  pu issance  transm ise  d i rectement à  l ' impédance de  charge  avan t 
l ' i nsertion  du  fi l tre  à  l a  pu issance transm ise  à  l ' impédance  de  charge  après  l ' i nsertion  du  fi l tre  

3. 1 .2 .7   
affaibl issement d ' insertion  nominal  
affaib l issement d ' i nsertion  à  une  fréquence de  référence donnée  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .8   
affaibl i ssement relati f 
d i fférence entre  l 'affaib l i ssement à  une  fréquence donnée  et l 'affaib l issement à  l a  fréquence  
de  référence  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .9   
bande  passante  
bande  des  fréquences  pour lesquel les  l 'affaib l issement re lati f est i n férieur ou  égal  à  la  va leur 
spéci fiée  

3. 1 .2 . 1 0   
largeur de  bande passante  
i n terval l e  des  fréquences  entre  l esquel l es  l 'affa ib l issement re lati f est  in férieur ou  égal  à  l a  
va leur spéci fi ée  

3. 1 .2 . 1 1   
ondu lation  dans  l a  bande passante  
variation  maximale  des  caractéristi ques  d 'affa ib l issement dans  l a  bande  passan te  spéci fiée  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 . 1 2   
ondu lation  d 'ETT 
variation  maximale  des  caractéristiques  d 'affaib l i ssement causée  par l ’ ETT dans  une  bande  
passante  déterm inée  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 . 1 3   
affaibl issement d ' insertion  min imal  
valeur m in imale  de  l 'affaib l issement d ' i nsertion  dans  l a  bande  passante  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 . 1 4   
affaibl i ssement d ' insertion  maximal  
valeur maximale  de  l 'affaibl issement d ' insertion  dans  l a  bande  passante  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 . 1 5   
bande  atténuée  
bande des  fréquences  pour l esquel les  l 'affa ib l issement re lati f est supérieur ou  égal  à  une  
va leur spéci fi ée  
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3. 1 .2 .1 6   
largeur de  bande atténuée  
i n terval le  des  fréquences  en tre  l esquel les  l 'affa ibl i ssement re lati f est  supérieur ou  égal  à  une  
valeur spéci fiée  

3. 1 .2 .1 7   
rejet de  bande atténuée  
affaib l issement re lati f m in imal  à  une  bande  atténuée  spéci fiée  

3. 1 .2 .1 8   
facteur de  forme 
rapport des  deux l argeurs  de  bandes  pour les  valeurs  spéci fiées  d 'affaib l issement relati f 

3. 1 .2 .1 9   
retard  de  g roupe  
temps  égal  à  l a  dérivée  prem ière  du  déphasage,  en  rad ians,  par rapport  à  l a  pu lsation  

3. 1 .2 .20   
retard  de  g roupe nominal  
retard  de  groupe à  une  valeur spéci fi ée  de  la  fréquence de  référence  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .21   
d istorsion  de  retard  de  groupe  
d i fférence  en tre  la  valeur l a  p l us  basse  et cel l e  l a  p l us  é levée  du  retard  de  groupe  dans  une  
bande  de  fréquences  spéci fi ée  

VOIR:  F igure  1 .  

3. 1 .2 .22   
fréquence  piégée  
fréquence spéci fiée  pour l aquel le  l 'affaib l issement re lati f est supérieur ou  égal  à  une  valeur 
spéci fiée  

3. 1 .2 .23   
affaibl i ssement piégé  
affaib l issement re lati f à  une  fréquence p iégée  donnée  

3. 1 .2 .24   
bande  de  transi tion  
bande  des  fréquences  entre  l a  fréquence  de  coupure  et  l e  poin t le  p lus  proche de  la  bande  
atténuée  ad jacente  

3. 1 .2 .25   
réflectivi té  
mesure  sans  d imension  du  degré  de  désadaptation  en tre  les  deux impédances  Za  e t  Zb :   

ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
,  

où  Za  et  Zb  représenten t respectivement l ' impédance  d 'entrée  et de  l a  source  ou  l ' impédance  
de  sortie  et  de  l a  charge  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  valeur absol ue  de  réfl ecti vi té  est  appe l ée  l e  coeffi cien t  d e  réfl exion .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 59  – 

 

3. 1 .2 .26   
affaibl i ssement d 'écho  
valeur du  coefficien t de  réflexion  donnée  par l 'express ion  mod i fiée  par un  s i gne  en  décibels :  

dBlog20–
ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
 

3. 1 .2 .27   
suppression  du  s ignal  d ’onde  réfléch ie  
affaib l issement re lati f des  s i gnaux non  dés i rés  provoqué  par la  réfl exion  d ’ondes  OAS  ou  
d ’ondes  de  volume à  parti r des  bords  du  substrat ou  des  é lectrodes  dans  un  temps  donné  

3. 1 .2 .28   
suppression  du  s ignal  de  couplage d i rect  
affaib l issement re lati f impl iquant  l a  suppress ion  des  s ignaux couplés  d i rectement par l e  
couplage  é lectromagnétique  et é lectrostati que  en tre  l es  é lectrodes  d 'en trée  et de  sortie  

3. 1 .2 .29   
résonance indésirable  
réponse au tre  que  ce l l e  associée  au  mode de  vibration  prévu  pour l 'appl ication  

3. 1 .2 .30   
n iveau  d 'entrée  
valeur de  pu issance,  de  tens ion  ou  de  courant appl iquée  aux bornes  d 'en trée  d 'un  fi l tre  

3. 1 .2 .31   
n iveau  de  sortie  
valeur de  pu issance,  de  tens ion  ou  de  courant dél i vrée  au  ci rcu i t de  charge  

3. 1 .2 .32   
n iveau  nominal  
valeur de  pu issance,  de  tension  ou  de  courant auquel  l a  mesure  de  performances  est  
spéci fiée  

3. 1 .2 .33   
impédance  d 'entrée  
impédance  présen tée  par le  fi l tre  à  l a  source  du  s i gnal  l orsque  la  sortie  est term inée  par une  
impédance en  charge  spéci fi ée  

3. 1 .2 .34  
impédance  de  sortie  
impédance présen tée  par le  fi l tre  à  la  charge  lorsque  l 'en trée  est  term inée  par l ' impédance  
source  spéci fi ée  

3. 1 .2 .35   
impédance  de  fermeture  
impédance présentée  au  fi l tre  soi t  par l a  source  soi t  par l a  charge  

3. 1 .2 .36   
entrée/sortie  équ i l ibrée  
entrée/sortie  du  fi l tre  entre  deux bornes  avec des  ampl i tudes  égales  et  des  phases  d i fféren tes  
de  1 80  degrés  

3. 1 .2 .37   
pu issance d ispon ible  
pu issance  maximale  qu i  peut  être  obtenue  d 'une  source donnée  par un  rég lage  optimal  de  
l ' impédance de  charge  
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3. 1 .2 .38   
plage  des  températures  de  fonctionnement  
plage  des  températures  dans  l aquel l e  l e  fi l tre  OAS fonctionne  en  maintenan t ses  
caractéristiques  spéci fi ées  dans  l es  to lérances  spéci fi ées  

3. 1 .2 .39   
plage  des  températures  de  service  
plage  des  températures  dans  l aquel le  l e  fi l tre  OAS continue  à  fourn ir ses  caractéristi ques  de  
réponse  spéci fiées  mais  pas  nécessai rement dans  l es  to lérances  spéci fi ées  

3. 1 .2 .40   
plage  des  températures  de  stockage  
températures  m in imale  et  maximale  mesurées  sur l e  boîtier,  auxquel les  le  fi l tre  OAS peu t  être 
stocké  sans  détérioration  n i  dégradation  de  ses  performances  

3. 1 .2 .41   
taux d 'affaibl issement  
i nd ice  décrivan t l es  caractéristi ques  d ’é lévation  des  fi l tres  à  coupure  progress ive  OAS  de  
communication  numérique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  C'est  l e  rapport  de  l a  bande  de  transi ti on  su r l a  fréquence  de  coupu re  i déale,  qu i  est  égale  à  l a  
moi ti é  de  l a  fréquence  d 'échanti l l onnage,  dans  l e  cas  des  caractéri sti ques  de  fréquence  d 'affaib l i ssement  du  
cos inus.  

3. 1 .2 .42   
d istorsion  d ' intermodu lation  
IMD  
d istors ion  non  l i néaire  d 'une  réponse  d ' un  d ispos i ti f caractérisée  par l 'appari ti on  de  
fréquences  en  sortie  qu i  est  égale  aux d i fférences  (ou  aux sommes)  de  mu l ti p les  entiers  d ’au  
moins  deux fréquences  présen tes  en  entrée  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  « IMD»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant  « i n termodu l ation  
d i s torti on» .  

3. 1 .3  Termes  relati fs  aux fi l tres  OAS  

3. 1 .3. 1   
fi l tre  transversal  
fi l tre  consistan t en  des  transducteurs  in terd ig i tés  entrée  et sortie  sur un  substrat  
p iézoélectrique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  réponse  impu l s ionnel l e  d 'u n  fi l tre  transversa l  est  d onnée  par l a  convol u tion  de  l a  réponse  
impu ls ionne l l e  d u  TID  en trée  avec l a  réponse  impu ls ionne l l e  complexe  d u  TID  sorti e.  La  réponse  fréquentie l l e  est  
donnée  par l a  transformée  de  Fourier de  l a  réponse  impu ls ionnel l e .  

3. 1 .3.2   
fi l tre  symétrique  de  fréquence  
fi l tre  aux caractéristiques  de  fréquence  symétrique  l i ées  à  l a  fréquence  de  référence  

3. 1 .3.3   
fi l tre  asymétrique de  fréquence  
fi l tre  aux caractéristiques  de  bande  passante  ou  coupe-bande  asymétrique  particu l ières  l i ées  
à  l a  fréquence de  référence  

3. 1 .3 .4   
fi l tre  d ispersi f 
fi l tre  conçu  de  façon  à  avoir un  retard  de  groupe qu i  est  une  fonction  de  l a  fréquence,  en  
général  par variation  de  l a  périod ici té  des  doig ts  
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3. 1 .3.5   
fi l tre  en  peigne  
fi l tre  dont  au  moins  deux bandes  passantes  passent en tre  au  moins  trois  bandes  atténuées   

3. 1 .3 .6   
fi l tre  TID  conique  
fi l tre  OAS  large  bande  qu i  u ti l i se  un  TID  en  forme de  venti lateur appelé  "TID  con ique"  ou  "TID  
de  doig t  i ncl i né" ,  dans  l equel  l e  pas  d 'é lectrode  varie  perpend icu la i rement à  l a  d i rection  de  
propagation  

3. 1 .3 .7   
fi l tre  de  réflecteur 
fi l tre  OAS qu i  u ti l i se  les  caractéristi ques  de  fréquence  des  réflecteurs  en  réseau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  prati que,  p l us ieu rs  confi gurations  son t u ti l i sées.  

3. 1 .3.8   
fi l tre  de  transducteur un id i rectionnel  monophasé  
fi l tre  de  SPUDT 
fi l tre  OAS composé de  transducteurs  un id i rectionnels  monophasés  (SPUDT)  qu i  u ti l i sen t des  
réflexions  i n ternes  dans  l e  transducteur pour obten i r un  comportement un id i rectionnel  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «SPUDT»  est  déri vée  d u  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant  «s ing l e-phase  
un id i rectional  transducer» .  

3. 1 .3.9   
fi l tre  de  SPUDT résonant 
fi l tre  de  RSPUDT 
fi l tre  OAS qu i  u ti l i se  l a  réflexion  i n terne  dans  le  SPUDT et l a  mu l ti réflexion  entre  l es  SPUDT 
d 'en trée  et de  sortie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «RSPUDT»  est  déri vée  d u  terme ang la i s  dével oppé  correspondant  « resonant  
SPUDT» .  

3. 1 .3. 1 0   
fi l tre  de  résonateur 
fi l tre  dans  l equel  au  moins  deux résonateurs  OAS  son t i n tégrés  

3. 1 .3. 1 1   
fi l tre  de  résonateur couplé  
fi l tre  passe-bande  obtenu  via  un  couplage  acousti que  entre  l es  résonateurs  i den tiques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Deux types  de  fi l tres  OAS  son t d i spon ibl es,  un  type  coupl é  de  façon  transversale  et  u n  type  
couplé  de  façon  l ong i tud inale.  

3. 1 .3. 1 2   
fi l tre  en  échel le  
fi l tre  ayan t  une  connexion  en  cascade  ou  tandem  de  résonateurs  OAS  en  série  ou  para l l è les  
en  al ternance  

3. 1 .3. 1 3   
fi l tre  en  trei l l i s  
fi l tre  composé d ’au  moins  quatre  résonateurs  OAS  connectés  en  série  pou r former des  
mai l l es,  deux poin ts  de  j onction  non  ad j acents  fa isant office  de  bornes  d ’entrée,  l es  deux 
au tres  fa isan t office  de  bornes  de  sortie  (pont)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  peu t  être  u ti l i sé,  de  préférence,  pou r des  ci rcu i ts  équ i l i brés.  
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Figure 1  – Réponse en  fréquence  d 'un  fi l tre  OAS  

3.2  Un i tés  et symboles  

Les  un i tés,  symboles  graph iques  ou  l i ttéraux et l a  term inolog ie  doiven t,  au tant que  poss ib le,  
être  issus  des  Normes  i n ternationales  su ivantes:  

–  I EC 60027;  

–  I EC  60050-561 ;  

–  I EC  6061 7;  

–  I EC  60642;  

–  I EC 601 22-1 ;  

–  I EC 80000.  

–  I SO  80000.  

4 Ordre de priori té  des  documents  

En  cas  de  d ivergence,  pour quelque  ra ison  que  ce  soi t,  l es  documents  doiven t  être  tri és  dans  
l ’ordre  de  priori té  su ivan t:  

– l a  spéci fication  particu l ière;  

– l a  spéci fication  i n terméd iai re;  

– l a  spéci fication  générique;  

– tou t au tre  document i n ternational  (par exemple  de  l ' I EC)  auquel  i l  est  fa i t  référence.  

Le  même ordre  de  priori té  doi t s 'appl i quer aux documents  nationaux équ iva lents .  
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5 Valeurs  assignées  et caractéristiques  préférentiel les  

5.1  Général i tés  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  la  spéci fication  particu l ière,  i l  convient  de  chois i r l es  va leu rs  
dans  5. 2  à  5. 1 0.   

5.2  Fréquences  nominales  

5.2. 1  Bandes  de  fréquences  nominales  pour l 'appl ication  dans  l es  fi l tres  de  
rad iofréquence  

1 50  MHz 

280  MHz 

300  MHz 

400  MHz 

455  MHz 

465  MHz 

700  MHz 

800  MHz 

900  MHz 

1  500  MHz 

1  900  MHz 

2  400  MHz 

5.2.2  Bandes  de  fréquences  nominales  pour l 'appl ication  dans  l es  fi l tres  de  
fréquence  in termédiai re  

1 0, 7  MHz 

21 , 4  MHz 

30  MHz 

60  MHz 

70  MHz 

1 1 5  MHz 

1 20  MHz 

1 30  MHz 

1 40  MHz 

1 60  MHz 

250  MHz 

400  MHz 

5.2.3  Valeurs  de  l a  fréquence  nominale  pour l 'appl ication  dans  l es  fi l tres  de  
fréquence  in termédiai re  pour rad iod iffusion  

32, 7  MHz 

36, 1 875  MHz 

37, 0  MHz 

38, 0  MHz 

38, 9  MHz 

39, 5  MHz 
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45, 75  MHz 

58, 75  MHz 

402, 78  MHz 

479, 5  MHz 

5.3  Valeurs  de  l 'affaibl i ssement  relati f défin issant la  l argeur de  l a  bande  passante 
pour les  appl ications  dans  les  fi l tres  de  fréquence in termédiai re  

1  dB  

3  dB  

5  dB  

6  dB  

5.4 Valeurs  de  suppression  d 'un  signal  ETT 

30  dB  

35  dB  

40  dB  

45  dB  

5.5  Plages  des  températures  de  fonctionnement,  en  degrés  Celsius  (°C)  

−45  à  +1 25  

−40  à  +85  

−30  à  +85  

−20  à  +75  

−20  à  +70  

−1 0  à  +60  

0  à  +60  

D'au tres  p lages  de  températures  peuvent être  u ti l i sées,  mais  i l  convient que  l a  p lus  basse  
température  ne  soi t  pas  i n férieure  à  −60  °C  et  que  l a  température  la  p l us  é levée  ne  soi t  pas  
supérieure  à  1 25  °C.  

5.6  Catégorie  cl imatique  

•  40/085/56  ( l es  catégories  cl imatiques  sont données  conformément à  l 'Annexe  A de  
l ' I EC  60068-1 : 201 3):  pour l es  enveloppes  métal l i ques,  en  verre  et  en  céram ique.  

Pour l es  exigences  où  l a  p lage  des  températures  de  fonctionnement du  fi l tre  OAS s'étend  
au-delà  de  −40  °C  à  +85  °C,  une  catégorie  cl imatique  cohéren te  avec l a  p lage  des  
températures  de  fonctionnement doi t  être  spéci fiée.  

•  20/085/21  ( l es  catégories  cl imatiques  sont données  conformément à  l 'Annexe  A de  
l ' I EC  60068-1 : 201 3):  pour l es  embal l ages  en  p lasti que.  

5.7  Sévéri té  des  secousses  

(4  000  ±  1 0)  secousses  à  400  m /s2  d 'accélération  crête  dans  chaque d i rection  l e  l ong  des  
trois  axes  perpend icu la i res  entre  eux (voir 8 . 6 . 6) .  

Durée  d ' impu ls ion :  6  ms.  
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5.8  Sévéri té  des  vibrations  

a)   Vibrations  s inusoïdales   

1 0  Hz à  55  Hz  

ampl i tude  de  déplacement de  0 , 75  mm   

(valeur crête)  

 

55  Hz à  500  Hz ou  55  Hz à  2  000  Hz  

ampl i tude  d 'accélération  1 00  m /s2  

(va leur crête)  

30  m in  dans  chacun  des  trois   

axes  perpend icu la i res  en tre  eux  

à  1  octave/m in  (voi r 8 . 6 . 7)  

     ou   

1 0  Hz à  55  Hz  

ampl i tude  de  déplacement de  1 , 5  mm   

(va leur crête)  

 

55  Hz à  2  000  Hz  

ampl i tude  d 'accélération  200  m /s2   

(va leur crête)  

30  m in  dans  chacun  des  trois   

axes  perpend icu la i res  en tre  eux  

à  1  octave/m in  (voi r 8 . 6  7)  

  

b)   Vibrations  a léatoi res   

(1 9, 2  m /s2)2 /Hz en tre   

20  Hz et  2  000  Hz  

accélération  62  m /s2  

30  m in  dans  chacun  des  trois   

axes  perpend icu la i res  en tre  eux  

à  1  octave/m in  (voi r 8 . 6  7)  

     ou   

(1 9, 2  m /s2)2 /Hz en tre   

20  Hz et  2  000  Hz  

accélération  1 96  m /s2  

30  m in  dans  chacun  des  tro is   

axes  perpend icu la i res  en tre  eux  

à  1  octave/m in  (voir 8 . 6  7)  

     ou   

(48  m /s2)2 /Hz entre   

20  Hz et  2  000  Hz  

accélération  31 4  m /s2  

30  m in  dans  chacun  des  tro is   

axes  perpend icu la i res  en tre  eux  

à  1  octave/m in  (voir 8 . 6  7)  

 

5.9  Sévéri té  des  chocs  

1  000  m /s2  d 'accélération  crête  pour une  durée  de  6  ms;  trois  chocs  dans  chaque d i rection  l e  
l ong  des  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux (voir 8. 6 . 8) ,  forme d 'onde  dem i -s inusoïdale ,  
sauf i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

5. 1 0  Taux de  fu i te  fine  

1 0−1  Pa  cm3/s  ( 1 0−6  bar cm 3/s)  

1 0−3  Pa  cm3/s  ( 1 0−8  bar cm 3/s)  
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6 Marquage  

6.1  Marquage  du  fi l tre   

Le  fi l tre  OAS doi t  être  cla i rement et durablement marqué  (voir  8. 6. 1 8)  avec l es  
données  i nd iquées  de  a)  à  g )  ci -dessous  dans  l 'ordre  su ivant et,  s i  poss ib le,  avec l es  au tres  
données,  s i  ce la  est  nécessai re:   

a)  l a  dés ignation  du  type  comme cela  est défin i  dans  l a  spéci fication  particu l i ère;  

b)  l a  fréquence nom inale  en  ki l ohertz (kHz)  ou  mégahertz (MHz);  

c)  l 'année et  semaine  de  fabrication ;  

d )  l a  marque  de  conform i té  (sauf s i  u n  certi ficat de  conform i té  est  u ti l i sé) ;  

e)  l e  code  d ' i den ti fication  de  l 'us ine;  

f)  l e  nom  du  fabricant ou  sa  marque  de  fabrique;  

g )  l ' i denti fication  des  sorties  (s i  appl icable);  

h )  l a  dés ignation  des  connexions  é lectri ques  (s i  appl i cable);  

i )  l e  numéro de  série  (s i  appl icable) ;  

j )  l a  cl assi fication  de  l 'apparei l  mon té  en  surface  (s i  appl icable).  

Lorsque  l a  surface  d ispon ib le  des  fi l tres  OAS m in iatures  impose des  l im i tes  prati ques  quant à  
l a  zone  de  marquage,  des  i nstructions  re lati ves  au  marquage  à  apposer doivent  être  données  
dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

6.2  Marquage  d 'embal lage primaire  

L'embal l age  primaire  qu i  con tien t les  fi l tres  OAS doi t  porter cla i rement l es  données  
répertoriées  en  6. 1  à  l 'exception  de  la  donnée  g ),  p lus  s i  nécessai re,  une  i den ti fication  qu i  
montre  qu ' i l  s 'ag i t d 'un  apparei l  sensib le  aux décharges  é lectrostatiques.   

7 Procédures  d 'assurance de la  qual i té  

7. 1  Général i tés  

I l  existe  deux méthodes  pour l 'assurance de  l a  qual i té  des  fi l tres  OAS:  l 'agrément de  savoi r-
fai re  et  l 'homologation .  

7.2  Étape in i ti ale  de  fabrication  

Pour les  fi l tres  OAS,  l 'étape  i n i ti a le  de  fabrication  est l e  nettoyage  fi nal  de  la  surface  des  
substrats .  

7.3  Modèles  associables  

L'association  des  fi l tres  OAS associables  en  vue  de  l ' homologation ,  de  l 'agrément de  savoi r-
fai re  et  des  con trôles  de  conform i té  de  l a  qua l i té  doi t  être  précisée  dans  l a  spéci fication  
i n terméd iai re  concernée.  

7.4  Sous-trai tance  

Ces  procédures  doivent être  conformes  au  système d 'évaluation  de  l 'assurance  de  la  qual i té  
spéci fié .  

Cependant,  l e  nettoyage  final  de  l a  surface  des  substrats  et  tous  l es  procédés  subséquents  
doivent être  effectués  par l e  fabricant auquel  l 'agrément a  été  accordé.  
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7.5  Composants  incorporés  

Lorsque  l e  composant fi na l  comporte  des  composants  d ’ un  type  couvert par une  spéci fication  
générique  de  l a  série  I EC,  ces  composants  doiven t être  produ i ts  à  l 'a i de  des  procédures  
normales  de  l ' I EC pour l 'acceptation .  

7.6  Agrément du  fabricant  

Pour obten i r l ' agrément en  tan t que  fabricant,  l e  fabrican t doi t  satisfai re  aux exigences  du  
système d 'assurance  de  l a  qual i té  spéci fi é.  

7.7  Procédures  d 'homologation  

7.7. 1  Général i tés  

Pour l 'assurance de  l a  qual i té  des  fi l tres  OAS,  l es  procédures  d 'agrément de  savoir-fa i re  ou  
d 'homologation  peuvent être  u ti l i sées.  Ces  procédures  son t conformes  à  cel l es  i nd iquées  
dans  l e  système d 'assurance  de  la  qua l i té  spéci fié .  

7.7.2  Agrément de  savoi r-fai re  

L'agrément de  savoi r-fa i re  est approprié  lorsque  des  fi l tres  OAS associables  basés  su r des  
règ les  de  conception  communes  son t fabriqués  selon  un  groupe  de  procédés  de  fabrication  
communs.  

Dans  l e  cadre  de  l 'agrément de  savoi r-fa i re,  tro is  catégories  de  spéci fications  particu l i ères  
peuvent être  m ises  en  œuvre:  

a)  Pour les  composants  pour l ’ agrément de  savoir-fa i re  (CQC,  capability qualifying 
components)  

Une  spéci fication  particu l ière  doi t  être  établ i e  pour chacun  des  composan ts  CQC.  E l le  doi t  
i denti fier le  bu t  du  CQC et i nclu re  tous  l es  n i veaux de  con train tes  et  l im i tes  d 'essai  l e  
concernant.  

b)  Pour les  produ i ts  sur catalogue  normal isés  

Quand  un  composant couvert par l 'agrément de  savoi r-fai re  est desti né  à  être  proposé en  
tant que  produ i t sur cata logue  normal isé,  u ne  spéci fication  particu l ière  doi t être  réd igée  
conformément à  l a  spéci fication  particu l ière-cadre.  

c)  Pour les  fi l tres  OAS fabriqués  à  l a  demande  

Le  con tenu  de  l a  spéci fication  particu l ière  doi t être  établ i  par accord  en tre  l e  fabrican t et l e  
cl ien t,  conformément au  système d 'assurance de  l a  qual i té  spéci fi é.  

Des  i n formations  complémenta ires  sur l es  spéci fi cations  particu l ières  son t données  dans  l a  
spéci fication  i n terméd iai re.  

Le  produ i t e t l es  composan ts  pour l 'agrément de  savoi r-fai re  (CQC)  doivent subi r les  essais  
en  combinaison  et  se lon  l 'agrément accordé  à  une  entreprise  sur l a  base  des  règ les  de  
conception ,  de  processus  de  fabrication  et  de  procédures  de  con trôle  de  la  qua l i té  val idées.  
Des  in formations  complémentai res  sont  données  en  7. 8  et  dans  l a  spéci fication  i n terméd iai re.  

7.7.3  Homologation  

L'homologation  est  appropriée  pour l es  composants  fabriqués  se lon  une  conception  
normal isée  et un  processus  de  fabrication  établ i ,  conformément à  une  spéci fication  
particu l ière  publ i ée.  

Le  programme d 'essai  défin i  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  pour un  n i veau  de  sévéri té  et  
une  assurance de  qual i té  appropriés  s 'appl ique  d i rectement au  fi l tre  OAS à  homologuer 
comme spéci fié  en  7. 9  et  dans  l a  spéci fication  i n terméd iai re.  
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7.8  Procédures  pour l 'agrément  de  savoi r-fai re  

7.8. 1  Général i tés  

Les  procédures  pour l 'agrément de  savoir-fai re  doivent être  conformes  au  système 
d 'assurance  de  la  qual i té  spéci fié.  

7.8.2  Apti tude à  l 'agrément de  savoir-fai re  

Le  fabricant  doi t  satisfai re  aux exigences  du  système d 'assurance de  la  qual i té  spéci fié  et à  
ce l l es  l i ées  à  l 'étape  i n i ti a le  de  fabrication  défin ie  en  7. 2.  

7.8.3  Demande  d 'agrément de  savoir-fai re  

Afin  d 'obten ir l 'agrément de  savoi r-fa i re,  l e  fabrican t doi t appl i quer l es  règ les  de  procédure  
données  dans  l e  système  d 'assurance de  l a  qua l i té  spéci fié .  

7.8.4  Attribution  de  l 'agrément de  savoi r-fai re  

L'agrément de  savoir-fa i re  doi t être  accordé  à  un  fabrican t lorsque  les  procédures  conformes  
au  système d 'assurance  de  la  qual i té  spéci fié  on t été  effectuées  avec succès.  

7.8.5  Manuel  de  savoi r-fai re  

Le  contenu  du  manuel  de  savoi r-fa i re  et  sa  description  doivent être  établ is  conformément aux 
exigences  de  l a  spéci fication  i n terméd iai re.  

Le  manuel  de  savoir-fa i re  doi t  être  cons idéré  comme un  document confiden tie l .  Le  fabrican t 
peu t,  s ' i l  l e  dés i re,  en  d ivu lguer l a  total i té  ou  une  partie  à  une  ti erce  personne.  

7.9  Procédures  pour l 'homologation  

7.9. 1  Général i tés  

Les  procédures  pour l 'homologation  doivent  être  conformes  au  système d ' assurance de  l a  
qual i té  spéci fié.  

7.9.2  Él ig ibi l i té  à  l ’homologation  

Le  fabricant doi t  satisfai re  aux exigences  du  système d 'assurance de  la  qual i té  spéci fié  et à  
cel l es  l i ées  à  l 'é tape  i n i tia le  de  fabrication  défin ie  en  7 . 2.  

7.9.3  Demande  d 'homologation  

Afin  d ’obten ir l 'homologation ,  l e  fabrican t  doi t  appl iquer les  règ les  de  procédure  données  dans  
l e  système d 'assurance de  l a  qua l i té  spéci fi é.  

7.9.4  Obtention  de  l 'homologation  

L'homologation  doi t  être  accordée  à  un  fabrican t l orsque  l es  procédures  conformes  au  
système d 'assurance de  l a  qua l i té  spéci fi é  ont  été  effectuées  avec succès.  

7.9.5  Contrôle  de  conformité  de  l a  qual i té  

Le  programme d 'essai  pour le  con trôle  de  conform i té  de  la  qua l i té  doi t  être  précisé  dans  l a  
spéci fication  particu l ière-cadre  associée  à  l a  spéci fication  i n terméd iai re.  
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7. 1 0  Procédures  d 'essai  

Les  procédures  d 'essai  à  u ti l i ser doiven t être  chois ies  dans  l 'Article  8.  S i  un  essai  exigé  n 'est  
pas  inclus,  i l  doi t être  défin i  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

7. 1 1  Exigences  de  sélection  

Quand  l a  sé lection  est  exigée  par l e  cl i en t pour l es  fi l tres  OAS,  cela  doi t  être  précisé  dans  l a  

spéci fication  particu l ière.  

7. 1 2  Travaux de  retouche  et de  réparation  

7. 1 2. 1  Retouche  

La  retouche  est  l a  correction  d 'un  défau t  dans  l e  processus  de  fabrication  et  e l l e  ne  doi t  pas  
être  effectuée.  

7. 1 2.2  Réparation  

La  réparation  est  l a  correction  d 'un  défau t décelé  sur un  composant après  l i vraison  au  cl ien t.  

Les  composants  qu i  ont  été  réparés  ne  peuven t p lus  être  cons idérés  comme étant 
représentati fs  de  l a  production  du  fabricant  et  peuvent ne  pas  être  i nclus  dans  le  système  
d 'assurance  de  la  qua l i té  spéci fi é.  

7. 1 3  Rapports  certi fiés  de  lots  acceptés  

Lorsque  les  rapports  certi fiés  de  l ots  acceptés  (RCLA)  son t exigés  dans  la  spéci fication  
i n terméd iai re  pour l ' homologation  et son t demandés  par l e  cl ien t,  l es  résu l tats  des  essais  
spéci fiés  doivent fa i re  l ’objet d ’une  syn thèse.   

7. 1 4 Val id i té  de  l ivraison  

Les  fi l tres  OAS conservés  au-delà  de  deux ans  après  avoir été  acceptés  doivent  subir à  
nouveau  les  essais  é lectriques  déta i l l és  en  8 . 5. 2  et i nclure  un  échanti l l on  soum is  à  essai  
comme cela  est  i nd iqué  en  8. 5. 1 4,  avant de  pouvoir être  l i vrés.  

7. 1 5 Acceptation  pour l ivraison  

Les  fi l tres  OAS  doiven t  être  l i vrés  conformément  au  système  d 'assurance  de  l a  qua l i té  
spéci fié .  

7. 1 6  Paramètres  non  contrôlés  

Seu ls  l es  paramètres  d 'un  composant spéci fi és  dans  l a  spéci fication  parti cu l i ère  et qu i  ont  été  
soum is  à  un  essai  peuven t être  cons idérés  comme étan t dans  les  l im i tes  spéci fiées.  I l  
convient  de  ne  pas  présumer qu 'un  paramètre  non  spéci fié  restera  inchangé  d 'un  composant 
à  un  au tre.  S ' i l  apparaît nécessaire  pour une  ra ison  quelconque  qu 'un  paramètre  
supplémenta ire  soi t  véri fié,  i l  convient  d 'u ti l i ser une  nouvel le  spéci fication  particu l ière  é larg ie.  
La  ou  les  méthodes  d 'essai  complémentai res  doiven t être  en tièrement décri tes  et l es  l im i tes ,  
n iveaux de  qual i té  acceptables  (NQA)  ou  défau ts  par m i l l i on  et  n i veaux de  con trôle  appropriés  
être  spéci fi és.  

8 Procédures  d 'essai  et  de  mesure  

8. 1  Général i tés  

Les  procédures  d 'essai  et de  mesure  doivent être  effectuées  conformément à  l a  spéci fication  
particu l i ère  appl icable.  
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8.2  Cond i tions  d 'essai  et  de  mesure  

8.2. 1  Cond itions  normales  d 'essai  

Sauf spéci fication  con tra ire,  tous  l es  essais  doivent être  réa l isés  dans  l es  cond i ti ons  
atmosphériques  normales  appl icables  aux essais  te l l es  qu 'e l les  sont spéci fi ées  en  4. 3  de  
l ' I EC  60068-1 : 201 3:  

Température  1 5  °C   à  35  °C  

Hum id i té  re lati ve  45  %   à  75  %  

Pression  atmosphérique  86  kPa   à  1 06  kPa  

 (860  mbar  à  1  060  mbar)  

En  cas  de  l i t i ge,  l es  cond i ti ons  de  référence sont  l es  su ivan tes:  

Température  25  °C  ±  1  °C  

Hum id i té  re lati ve  48  %   à  52  %  

Press ion  atmosphérique  86  kPa   à  1 06  kPa  

 (860  mbar  à  1  060  mbar)  

Avan t d 'effectuer l es  mesurages,  l e  fi l tre  OAS  doi t être  stocké  à  l a  température  de  mesure  
durant un  laps  de  temps  suffisan t pour l u i  permettre  d 'atteindre  un  équ i l i bre  therm ique.  Les  
cond i tions  de  reprise  con trôlées  et l es  cond i ti ons  normales  de  séchage assisté  sont précisées  
en  4 . 4  de  l ' I EC  60068-1 : 201 3.  

La  température  ambian te  doi t être  enreg istrée  pendant l es  mesurages  et  être  cons ignée  dans  
l e  rapport d 'essai .  

8.2.2  Précision  de  mesure  

Les  l im i tes  données  dans  l es  spéci fications  particu l i ères  son t des  valeurs  vraies.  Les  
i ncerti tudes  de  mesure  doivent  être  prises  en  compte  pour l 'examen  des  résu l tats .  Des  
précautions  doivent  être  prises  pour rédu i re  au  m in imum  les  erreu rs  de  mesure.  

8.2.3  Précautions  

8.2.3.1  Mesures  

Les  ci rcu i ts  de  mesure  ind iqués  pour l es  essais  é lectriques  spéci fiés  son t  les  ci rcu i ts  
préféren tie ls.  Des  d isposi tions  convenables  doiven t  être  prises  pour l es  effets  dus  aux 
charges  dans  les  cas  où  l 'apparei l  de  mesure  mod i fie  l es  caractéristiques  à  exam iner.  

8.2.3.2  Dispositi fs  sensibles  aux décharges  électrostatiques  

Quand  l e  composant est  i denti fi é  comme étant sens ib le  aux décharges  électrostati ques ,  des  
précautions  doivent  être  prises  afin  d 'évi ter tou t dommage dû  aux décharges  d 'é lectrici té  
statique,  avant,  pendan t et  après  l 'essai  (voir l ' I EC 61 000-4-2) .  

8.2.4  Méthodes  d 'essai  al ternatives  

Les  mesurages  doivent,  de  préférence,  être  réal isés  avec l es  méthodes  spéci fiées.  Toute  
au tre  méthode  qu i  permet d 'obten ir des  résu l tats  équ iva len ts  peut  être  u ti l i sée,  sauf en  cas  de  
l i ti ge.  

NOTE  "Résu l tats  équ ivalents"  s i gn i fi e  que  l es  valeurs  re levées  à  l 'a i de  d ’ une  au tre  méthode  son t comprises  dans  

l es  val eu rs  l im i tes  spéci fi ées  obtenues  avec l a  méthode  de  mesure  spéci fi ée.  
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8.3  Contrôle  visuel  

8. 3. 1  Général i tés  

Sauf spéci fication  con trai re,  l ’ examen  visuel  externe  doi t être  réal isé  à  l a  l um ière  normale  de  
l 'us ine  et dans  des  cond i tions  visuel les  normales.  

8.3.2  Essai  visuel  A 

Le fi l tre  OAS doi t  être  soum is  à  un  examen  visuel  pour s 'assurer que  l 'exécution  et la  fin i ti on  
son t satisfaisantes.  Le  marquage  doi t  être  l i s ib le .  

8.3.3  Essai  visuel  B  

Le  fi l tre  OAS  doi t  être  soum is  à  un  examen  visuel  avec un  g ross issement de  1 0 .  I l  ne  doi t  pas  
y avoi r de  fê l ure  dans  l e  verre  n i  de  connexion  endommagée.  De  m inuscu les  écai l l es  sur l e  
pourtour d 'un  mén isque  ne  doivent  pas  être  considérées  comme des  fê l ures.  

8.3.4  Essai  visuel  C  

Le  fi l tre  OAS  doi t  être  soum is  à  un  examen  visuel .  I l  ne  doi t  pas  présenter de  corrosion  n i  de  
dommage susceptib le  de  compromettre  son  fonctionnement.  Le  marquage  doi t être  l i s i b le.  

8.4  Dimensions  et  cal ibrage  

8.4. 1  Essai  d imensionnel  A 

Les  d imensions,  l 'espacement et  l ' a l i gnement des  sorties  doiven t  être  véri fiés  et doivent  
correspondre  aux valeurs  spéci fiées.  

8.4.2  Essai  d imensionnel  B  

Les  d imensions  doivent  être  mesurées  et do iven t correspondre  aux valeurs  spéci fiées.  

8.5  Procédures  d 'essai  électrique  

8.5. 1  Général i tés  

La  méthode  l a  p lus  s imple  et l a  p l us  couran te  d 'essai  de  mesure  des  fi l tres  OAS est 
l 'u ti l i sation  d 'un  anal yseur de  réseau  ou  d 'un  vol tmètre  vectorie l .  L' impédance  du  système de  
ces  équ ipements  est  habi tue l l ement égale  à  50  Ω  ou  à  75  Ω ;  pour cette  ra ison ,  i l  fau t ten i r 
compte  des  cond i ti ons  d 'adaptation  du  fi l tre  à  l ' équ ipement.  

8.5.2  Mesurage de  l 'affaibl issement d ' insertion  

8.5.2 .1  Principe  de  mesure  

L'affaib l issement d ' insertion  est obtenu  comme l e  rapport en tre  le  n iveau  du  s i gnal  mesuré  
quand  l e  s ignal  traverse  en  l igne  d i recte  et ce lu i  quand  l e  s i gnal  passe  au  travers  du  fi l tre  et 
du  ci rcu i t d 'aj ustage.  

8.5.2 .2  Ci rcu i t  de  mesure  

La  configuration  de  mesure  est représentée  à  l a  F igure  2 .  Le  s i gnal  rad iofréquence  (RF)  du  
Port  1  de  sortie  RF  d 'un  anal yseur de  réseau  est condu i t  d i rectement à  l ' entrée  du  Port  2  de  
l 'anal yseur de  réseau  en  trans i tan t par l e  d ispos i ti f d 'essai .  Le  rapport vectorie l  B/R est  
mesuré  pour l 'affa ib l issement d ' i nsertion .  Toutes  les  connexions  nécessai res  sont  à  réal iser 
avec des  câbles  coaxiaux RF  dont l ' impédance nom inale  doi t être  exactement égale  à  
l ' impédance  du  système.  
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8.5.2 .3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

L' impédance de  fermeture  d 'un  fi l tre  est  souvent d i fférente  de  l ' impédance  du  système  
d 'équ ipement.  I l  est  parfois  nécessai re  pour les  ci rcu i ts  d 'aj ustage  d 'é l im iner l a  capaci té  
du  TID .  Afi n  que  les  cond i ti ons  de  mesure  soient  cl ai rement exprimées,  i l  est approprié  de  
d issocier l e  ci rcu i t  de  charge  du  fi l tre  en  une  partie  purement rés isti ve  et  en  une  partie  
purement réactive.  L'adaptation  des  parties  purement réactives  est  effectuée  à  l 'a ide  des  
ci rcu i ts  d 'a j ustage,  ce l l e  de  l a  partie  rés isti ve  est  effectuée  par l ' i n terméd iai re  d 'un  
transformateur d ' impédance  idéal .  

Les  ci rcu i ts  d 'aj ustage  son t réacti fs  et son t réa l isés  avec d es  i nductances  paral lè les  et/ou  en  
série.  En  prati que,  un  transformateur i déal  pour l a  pl age  de  fréquences  des  OAS  ne  peut  pas  
être  réal isé.  C ’est pourquoi  des  ci rcu i ts  en  π  ou  en  T  avec rés istance  ou  des  ampl i ficateurs  
son t u ti l i sés  comme transformateurs  d ' impédance.  

Le  d ispos i ti f d 'essai  doi t  satisfai re  aux exigences  su ivantes:  

– l e  fi l tre  et  l es  ci rcu i ts  d 'aj ustage  doiven t pouvoi r être  remplacés  par une  l i gne  d i recte;  

– l a  sortie  du  d ispos i ti f d 'essai  doi t être  protégée  de  son  en trée  par un  b l indage.  

 

 

NOTE  1  Le  cana l  R est  desti né  à  détecter l a  pu i ssance  de  l a  sou rce  pour l e  canal  de  référence.  Le  canal  A est  
desti né  à  d étecter l a  pu i ssance  au  Port  2  réfl éch i e  de  l 'en trée  du  fi l tre  et  l e  canal  B  est  d esti né  à  détecter au  Port  2  
l a  pu i ssance  transm ise  à  travers  l e  fi l tre.  

NOTE  2  Un  vol tmètre  vectori e l  ou  tou t  au tre  équ i pement d 'essai  du  fi l tre  peu t être  u ti l i sé  à  l a  p l ace  de  l 'anal yseur 
de  réseau .  

Figure 2  – Mesurage  de  l 'affaibl issement d ' insertion ,  de  la  phase  et du  retard  de  groupe  

Pour évi ter des  mesurages  imprécis  dus  au  bru i t,  i l  est recommandé  de  travai l l er à  un  n i veau  
de  pu issance raisonnablement é levé  ou  d ' i nsérer des  ampl i fi cateurs  aux extrém ités  du  
d ispos i ti f d 'essai  pour compenser l 'affaib l issement du  fi l tre.  

IEC 

Port 1  Port 2  

Interrupteur de transfert 

Source  

R  

Ligne directe  

1  1  

2  2  

Circuit d 'ajustage  

Filtre en essai  

Transformateur 
d'entrée  

Transformateur 
de sortie  

Câble 
d'essai  Câble 

d'essai  

A B  
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8.5.2 .4  Méthode de  mesure  

Avant de  connecter l e  d i spos i ti f d 'essai  du  fi l tre,  l ' éta lonnage d 'un  anal yseur de  réseau  doi t  
être  effectué  pour é l im iner l 'erreur systémati que  dans  l 'anal yseur de  réseau ,  le  câble  et  l es  
connecteurs.  La  techn ique  complète  d 'éta lonnage à  2  ports  peu t être  l a  mei l l eure  méthode  
pour compenser l es  erreurs  systématiques  (c'est-à-d i re ,  en  présentant  l ' impédance  de  ci rcu i t  
ouvert,  l ’ impédance  de  court-ci rcu i t  et  l ' impédance  de  référence,  habi tuel lement de  50  Ω  et  
par des  éta lons  aux extrém ités  des  connecteurs  d 'un  câble  d 'essai  et  en  stockant  l es  va leurs  
mesurées  pour l a  correction  d u  mesurage  de  l ' impédance  du  fi l tre) .  Après  l 'éta lonnage,  
connecter l e  d ispos i ti f d 'essai  du  fi l tre  et l a  l i gne  d i recte  entre  deux transformateurs  
d ' impédance  à  l ’ endroi t  repéré  posi ti on  1  à  l a  F igure  2 .  La  l ecture  à  l ' i nd icateur d ’ampl i tude  ou  
à  l 'écran  de  l 'anal yseur de  réseau  est  pri se  comme va leur du  n iveau  de  référence.  
Déconnecter l a  l i gne  d i recte  et  i nsérer l e  fi l tre  et  l es  ci rcu i ts  d 'a justage  à  l ’ endroi t  repéré  
pos i tion  2  à  l a  F igure  2 .  L'affaib l issement re lati f au  n i veau  de  référence  est l ' affa ib l issement 
d ' insertion .  

8.5.2 .5  Calcu l  de  la  pu issance  d issipée  totale  

Lorsque  les  impédances  de  fermeture  spéci fiées  son t égales  les  unes  par rapport aux au tres,  
l a  pu issance  d iss ipée  tota le  du  fi l tre  correspond  à  l 'affa ib l issement d ' insertion .  Lorsqu 'e l les  ne  
l e  son t pas,  l a  pu issance  d issipée  tota le  peu t être  ca lcu lée  comme su i t:  

( )












 +
+=

LS

2
LS

4
log1 0

RR

RR
IATPL  

où  

TPL  est  l a  pu issance d iss ipée  tota le  en  décibels ;  

IA  est l 'affa ibl issement d ' i nsertion  en  décibels ;  

RS  est  l ' impédance  de  fermeture  d 'entrée  au  port secondai re  du  transformateur 
d ’ impédance  d 'entrée;  

R I  est  l ' impédance  de  fermeture  de  sorti e  au  port  primaire  du  transformateur 
d ’ impédance  de  sortie ;  

Lorsque  l 'éta lonnage  est effectué  aux bornes  du  d i spos i ti f d 'essai  dans  l equel  l e  fi l tre  en  essai  
est  i nséré  à  l 'a i de  des  va leurs  des  éta lons  i n ternes,  l 'affa ib l issement d ' i nsertion  peut être  
mesuré  d i rectement sans  u ti l i sation  de  la  l i gne  d i recte.  I l  convient que  l es  va leurs  des  éta lons  
i n ternes  du  d isposi ti f d 'essai  so ient bien  connues  ou  caractérisées  avec exacti tude.  

8.5.3  Mesurage de  l a  phase  

8.5.3.1  Principe de  mesure  

Les  caractéristiques  de  l a  phase  peuven t être  obtenues  à  parti r d u  déphasage re lati f cons taté  
par comparaison  avan t et après  i nsertion  du  fi l tre  et des  ci rcu i ts  d 'aj ustage  en  remplacement 
de  l a  l i gne  d i recte,  comme ind iqué  à  la  F igure  2 .  Cette  l i gne  doi t être  aussi  courte  que  
possib le.  

8.5.3.2  Ci rcu i t  de  mesure  

Le  ci rcu i t  de  mesure  est l e  même que  ce lu i  représen té  à  l a  F igure  2 .  L 'équ ipement d 'essai  du  
fi l tre  est rég lé  pour mesurer l a  phase.  I l  convient  d ’aj uster l a  longueur é lectrique  du  câble  du  
s i gnal  de  référence  afin  de  rendre  l a  constante  de  l a  phase  de  référence  i ndépendante  de  l a  
fréquence  de  mesure.   

8.5.3.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d ispos i ti f d 'essai  spéci fi é  en  8. 5 . 2 . 3  doi t être  u ti l i sé.   
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8.5.3.4  Méthode de  mesure  

Connecter l a  l i gne  d i recte  en tre  l es  transformateurs  d ' impédance à  l ’ endroi t  repéré  posi tion  1  
à  l a  F igure  2 .  La  lecture  à  l ' i nd icateur de  phase  de  l 'anal yseur de  réseau  ou  à  l ’ affichage  
graph ique  donne  l a  phase  de  référence.  S i  l a  l ongueur du  câble  d 'essai  est correctement 
aj ustée,  l a  phase  est une  constante  i ndépendan te  de  la  fréquence.  

Déconnecter l a  l i gne  d i recte  et  i nsérer l e  fi l tre  dans  l e  ci rcu i t  d 'aj ustage  à  l ’ endroi t  repéré  
pos i tion  2  à  la  F igure  2 .  

Le  déphasage  relati f par rapport à  l a  phase  de  référence est le  déphasage  d ' insertion .  

8.5.4  Mesurage du  retard  de  groupe  

8.5.4. 1  Principe de  mesure  

Le  retard  de  groupe  tg  est ca lcu lé  avec l a  formu le  su ivante:  

ω
ϕ
∂
∂

=gt  

où  

ϕ   i nd ique  l a  phase  (retard )  du  fi l tre  OAS en  rad ians  et  

ω   est  l a  fréquence  angu la i re.  

En  pratique,  tg  est déterm iné  en  mesuran t l e  déphasage  ∆ϕ  en tre  deux fréquences  tel l es  que  
ω  ±  ∆ω /2  

ω
ϕ

∆
∆

=gt  

8.5.4.2  Ci rcu i t  de  mesure  

Le  ci rcu i t  de  mesure  est l e  même que  ce lu i  représenté  à  la  F igure  2 .  L 'équ ipement d 'essai  du  
fi l tre  est  rég lé  pour mesurer l e  retard  de  groupe.  

8.5.4.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d ispos i ti f d 'essai  spéci fié  en  8. 5 . 2 . 3  doi t être  u ti l i sé.  

8.5.4.4  Méthode de  mesure  

En  principe,  l e  retard  de  groupe  est ca lcu lé  à  l ' a ide  des  formu les  données  ci -dessus,  à  parti r 
des  caractéristiques  de  phase  du  fi l tre.  S i  poss ib le,  i l  convien t de  rég ler l 'équ ipement d 'essai  
du  fi l tre  pour mesurer le  retard  de  groupe  d i rectement.  

8.5.5  Mesurage de  l 'affaibl issement  d 'écho  

8.5.5. 1  Principe de  mesure  

I l  est important de  connaître  l ' impédance  d 'un  fi l tre  pour mener à  b ien  l a  construction  de  
ci rcu i ts  d 'aj ustage  et  l eu r i nsta l lation  prati que.  L ' impédance du  fi l tre  (partie  réel l e  et partie  
imag inaire)  à  l a  sortie  duquel  est  p l acée  une  impédance de  fermeture  spéci fi ée  peut  être  
mesurée  à  l 'a ide  d 'un  pon t d ' impédance class ique  ou  d 'un  anal yseur d ' impédance vectorie l .  
L'affaib l issement d 'écho  peu t a lors  être  ca lcu lé  à  parti r de  l ' impédance  du  fi l tre.  D 'au tre  part,  i l  
est  également poss ib le  d ’u ti l i ser un  anal yseur de  réseau  ou  un  vol tmètre  vectorie l  pour 
mesurer l ’ ampl i tude  et  l a  phase  du  s i gnal  renvoyé  comme l e  rapport vectorie l  A/R réfléch i  à  la  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 75  – 

 

sortie  du  fi l tre  ou  du  ci rcu i t d 'a j ustage  comportan t le  fi l tre.  L' impédance peu t être  calcu lée  à  
parti r des  résu l tats  de  mesure  (voir F i gure  3) .  

8.5.5.2  Ci rcu i t  de  mesure  

Le  ci rcu i t de  mesure  est représenté  à  l a  F igure  3.  

 

 

NOTE  Un  vol tmètre  vectorie l  ou  tou t  au tre  équ ipement d e  mesure  peut  être  u ti l i sé  à  l a  p l ace  de  l 'anal yseu r de  
réseau .  Certai ns  de  ces  équ ipements  offren t  l 'avantage  de  présenter l es  résu l tats  mesurés  sous  forme de  
d iag ramme de  Sm i th .  L ' impédance  et  l 'affai bl i ssement  d 'écho  peuvent être  l us  d i rectement.  

Figure 3  – Mesurage  de  l 'affaibl issement d 'écho 

Dans  l a  F igure  3,  pour garan ti r un  mesurage exact,  i l  convien t que  l a  d istance  entre  l e  port  
d ’essai  et l e  fi l tre  en  essai  soi t  l a  p lus  courte  possible.  I l  convient  que  la  l ongueur du  câble  du  
s ignal  de  référence  soi t  a j ustée  de  sorte  que  l a  phase  à  zéro  degré  du  s i gnal  renvoyé  
demeure  i ndépendante  de  l a  fréquence  de  mesure  l orsque  l e  fi l tre  est déconnecté  du  
d ispos i ti f d 'essai .  I l  convien t que  l ' impédance  nom inale  du  câble  soi t exactement égale  à  
l ' impédance du  système d 'équ ipement.  

8.5.5.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d ispos i ti f d 'essai  doi t  comporter un  connecteur qu i  permet de  re l i er l e  fi l tre  au  connecteur 
du  câble  d 'essai  et  de  l ’en  déconnecter.  La  longueur du  câble  qu i  re l ie  l e  fi l tre  au  connecteur 
du  d isposi ti f d 'essai  doi t  être  aussi  courte  que  possible.  La  référence  est établ i e  via  
l 'éta lonnage à  un  port (c'est-à-d i re  en  présentan t  l ’ impédance de  ci rcu i t  ouvert,  l ’ impédance  
de  court-ci rcu i t  et  l ' impédance  de  référence  habi tuel l ement de  50  Ω  à  l ’ extrém i té  du  
connecteur du  câble  d ’essai ,  et  en  stockant  l es  valeurs  mesurées  pour l a  correction  du  
mesurage  de  l ' impédance du  fi l tre) .  

8.5.5.4  Méthode de  mesure  

Déconnecter l e  d isposi ti f d ’essai  d u  connecteur du  câble  d 'essai .  L 'éta lonnage  doi t  ensu i te  
être  effectué  à  un  port  à  l ’extrém i té  du  connecteur.  Les  l ectures  de  l ’ampl i tude  et  de  l a  phase  
de  l 'anal yseur de  réseau  son t normal isées  comme étan t égales  au  n i veau  de  référence  et  à  l a  
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phase.  Lorsque  l 'éta lonnage est  réal isé  correctement,  l a  l ecture  de  l a  phase  peu t être  
maintenue  à  des  degrés  nu ls ,  i ndépendamment de  la  fréquence.  L 'affa ib l issement re lati f et  le  
déphasage  par rapport au  n i veau  et à  l a  phase  de  référence sont l 'affa ibl issement d 'écho pour 
l ' impédance du  système de  l 'anal yseur de  réseau .   

8.5.5.5  Relation  entre  l ' impédance du  fi l tre  et l 'affaibl i ssement d 'écho  

La  réflecti vi té  au  connecteur du  d ispos i ti f d 'essai  est représentée  par la  formu le  su ivan te:  

( )ϕγγ ϕexp=  

où  

γ   est  la  réflecti vi té  et  | γ |  est sa  valeur absolue,  c'est-à-d i re  l e  coefficien t de  réflexion ,  et  

φ   est  le  déphasage  réflecti f,  en  rad ians.  

L' impédance du  fi l tre  peu t être  calcu lée  à  l 'a i de  de  l a  formu le  su ivan te:  

γ
γ

−
+

=
1

1
0ZZ  

où  

Z  est  l ' impédance  du  fi l tre  et  

Z0   est  l ' impédance  du  système de  l 'équ ipement d 'essai .  

Lorsque  l e  mesurage  est effectué  avec un  pont d ' impédance classique,  l ' affa ib l issement  
d 'écho  (RA )  pour l ' impédance de  fermeture  spéci fiée  peut  être  auss i  ca lcu lé  à  parti r de  
l ' impédance  du  fi l tre  Z comme su i t:  

t

tlog20–
ZZ

ZZ
RA

+

−
=  

où  

RA   est  l 'affa ibl issement d 'écho  exprimé en  décibels ;  

Zt   est  l ' impédance  de  fermeture  spéci fi ée.  

8.5.6  Mesurage des  signaux i ndési rables  

8.5.6.1  Principe de  mesure  

La  présence  de  s ignaux i ndés irables  tels  que  l 'écho de  trip le  trans i t,  l es  s ignaux des  ondes  de  
volume,  l es  réflexions  parasi tes  d 'OAS,  est  l a  cause  d 'ondu lations  i ndés irables  dans  l a  bande  
passante  et d 'un  mauvais  affa ibl issement dans  l a  bande  atténuée.  Ces  s ignaux ne  peuvent  
pas  être  i den ti fiés  par l e  mesurage  dans  l e  domaine  fréquence;  cependant,  i l s  sont  cla i rement 
observés  par l e  mesurage dans  le  domaine  temporel  avec le  s i gnal  RF  tranchant.  

8.5.6.2  Ci rcu i t  de  mesure  

La  configuration  de  mesure  est  représen tée  à  l a  F igure  4 .  Un  s i gnal  RF  est modu lé  par un  
s i gnal  d ' impu ls ion  provenant d 'un  générateur d ' impu ls ions.  Le  s i gnal  modu lé ,  devenu  
tranchant,  est ampl i fi é,  pu is  i l  a l imen te  le  d isposi ti f d 'essai  du  fi l tre.  Le  s i gnal  de  sortie  du  
d ispos i ti f d 'essai  est  à  nouveau  ampl i fié ,  pu is  i l  est d i ri gé  sur l 'en trée  du  Canal  2  d 'un  
osci l l oscope.  Le  s ignal  modu lé  par l ' impu ls ion  et l e  s ignal  d ' impu ls ion  son t  envoyés  
respectivement sur l 'entrée  du  Canal  1  et  sur le  ci rcu i t  de  déclenchement de  l 'osci l l oscope.  

Pour évi ter un  é larg issement excess i f de  l a  bande  de  fréquences,  des  s i gnaux d ' impu ls ion  à  
montée  l en te  et  à  descente  lente  sont souhai tables.  
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Figure 4 – Mesurage  des  signaux indésirables  

8.5.6.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d ispos i ti f d 'essai  spéci fi é  en  8. 5 . 2 . 3  doi t être  u ti l i sé.  

8.5.6.4  Méthode de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux rad iofréquence  doi t  être  rég lée  à  l a  fréquence 
spéci fiée  dans  la  bande  passante.  L' image  observée sur l 'écran  de  l 'osci l loscope  est  
semblable  à  cel le  représen tée  à  l a  F igure  5.  I l  est observé  qu ' i l  n ' y a  pas  de  retard  pour le  
s i gnal  de  couplage  d i rect,  l e  s i gnal  pri ncipal  est en  retard  d 'un  temps  t  et  est  su ivi  de  l 'écho  
de  trip le  trans i t retardé  après  un  temps  2 t.  Les  n i veaux re lati fs  des  s ignaux par rapport au  
si gnal  pri ncipal  représenten t l a  suppress ion  des  s i gnaux.  
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NOTE  La  réponse  dans  l e  d omaine  temporel  peu t  être  aussi  ca l cu lée  à  parti r des  données  obtenues  dans  l e  
domaine  fréquenti e l  à  l arge  bande  à  l 'a i de  d u  mesurage  bal ayé  par l ' analyseur de  réseau .  

Figure 5  – S ignaux indésirables  mesurés  dans  l e  domaine  temporel  

8.5.7  Mesurage de  l a  d istorsion  d ' intermodulation  

8.5.7. 1  Principe de  mesure  

Lorsque  l es  s i gnaux RF  de  deux tonal i tés  son t fourn is  aux fi l tres,  u ne  d istors ion  
d ' in termodu lation  peu t être  engendrée  due  à  l a  non- l i néari té  d 'un  fi l tre  OAS.  

I l  est  habi tuel l ement importan t d 'observer le  n i veau  de  pu issance  de  la  d istors ion  
d ' in termodu lation  de  trois ième ordre  au  moyen  d 'un  anal yseur de  spectre  dans  les  u ti l i sations  
de  communication  sans  fi l .  

NOTE  La  d i s tors i on  d ' i n termodu l ation  de  troi s ième ord re  apparaît  aux fréquences  2f1  – f0  et  2f0  –  f1 ,  où  l es  
fréquences  de  deux tonal i tés  fourn ies  dans  l e  fi l tre  sont  rég lées  à  f0  et  à  f1 .  

8.5.7.2  Ci rcu i t  de  mesure  

La  configuration  de  mesure  est représentée  à  l a  F igure  6.  Les  s i gnaux RF  de  deux tonal i tés  
son t  fourn is  par un  combinateur de  pu issance  au  d ispos i ti f d 'essai  du  fi l tre.  Un  affa ib l isseur 
ou  un  ampl i ficateur peu t être  u ti l i sé  entre  le  combinateur de  pu issance  et  l e  d isposi ti f d 'essai  
pour aj uster l e  n i veau  de  pu issance  fourn i  au  fi l tre  en  essai .  Le  s i gnal  de  sortie  à  parti r d u  
d ispos i ti f d 'essai  est envoyé  à  l 'anal yseur de  spectre.  

8.5.7.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d ispos i ti f d 'essai  spéci fié  en  8. 5 . 2 . 3  doi t être  u ti l i sé.  

8.5.7.4  Méthode de  mesure  

Les  s i gnaux RF  de  deux tonal i tés  doiven t être  rég lés  aux fréquences  spéci fiées,  par exemple  
les  fréquences  d 'espacement en tre  canaux (voies)  des  d iverses  normes  de  communication  
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sans  fi l  (c'est-à-d i re  les  deux tonal i tés  son t rég lées  à  FC  ±  ∆f et  FC  ±  2∆f,  respectivement) .  
Les  n i veaux des  s ignaux doiven t être  i nd iqués  dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable .  
Le  n iveau  du  s ignal  d ' in termodu lation  (c'est-à-d i re  FC)  est observé  par l 'anal yseur de  spectre.  

Pour évi ter une  transmodu lation  entre  l es  générateurs  de  s i gnaux RF,  i l  convient d 'u ti l i ser des  
coupleurs  d i rectionnels  ou  des  isolateurs  en tre  chacun  des  générateurs  de  s ignaux  RF  et  
l es  combinateurs  de  pu issance.  

 

Figure 6  – Mesurage  de  l a  d istorsion  d ' intermodulation  

8.5.8  Mesure des  caractéristiques  d 'affaibl i ssement  d ' insertion ,  de  phase  et  de  
retard  de  groupe aux impédances  de  fermeture spécifiées  et  dans  des  
cond i tions  atmosphériques  normales  

Le  fi l tre  doi t  ê tre  i nséré  dans  le  ci rcu i t d 'essai  décri t  en  8 . 5. 2. 2  avec l ' impédance  de  fermeture  
spéci fiée  donnée dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

L'affaib l issement d ' i nsertion ,  l a  caractéristi que  de  phase  et  l a  caractéristi que  de  retard  de  
groupe  doivent  être  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

8.5.9  Mesure des  caractéristiques  d 'affaibl i ssement d ' insertion ,  de  phase  et  de  
retard  de  groupe en  fonction  de  l a  température  

Le  fi l tre  doi t  ê tre  i nséré  dans  le  ci rcu i t d 'essai  décri t  en  8 . 5. 2. 2  avec l ' impédance  de  fermeture  
spéci fiée  donnée dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

L'affaib l issement d ' i nsertion ,  l a  caractéristi que  de  phase  et  l a  caractéristi que  de  retard  de  
groupe  doivent  être  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

8.5. 1 0  Mesurage de  l 'affaibl issement d 'écho aux impédances  de  fermeture  spécifiées  
et  dans  des  cond itions  atmosphériques  normales  

Le  fi l tre  doi t  être  inséré  dans  le  ci rcu i t  d 'essai  décri t  en  8 . 5. 5. 2  avec l ' impédance de  fermeture  
spéci fiée  donnée dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable .  

L 'affaib l issement d 'écho doi t  être  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière  
appl icable.  
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8.5. 1 1  Mesurage des  signaux i ndésirables  dans  des  conditions  atmosphériques  
normales  

Le  fi l tre  doi t  être  inséré  dans  le  ci rcu i t d 'essai  décri t  en  8 . 5 . 6. 2  avec l ' impédance de  fermeture  
spéci fiée  donnée dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

Les  s i gnaux i ndés i rables  doiven t être  dans  les  l im i tes  i nd iquées  dans  la  spéci fication  
particu l ière  appl icable.  

8.5. 1 2  Mesurage de  l a  d istorsion  d ' intermodulation  dans  des  condi tions  
atmosphériques  normales  

Le  fi l tre  doi t  être  i nséré  dans  le  ci rcu i t d 'essai  décri t  en  8 . 5 . 7. 2  avec l ' impédance de  fermeture  
spéci fiée  donnée dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

La  d istors ion  d ' i n termodu lation  doi t être  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  la  spéci fication  
particu l ière  appl icable.  

8.5. 1 3  Méthode de  mesure  du  fi l tre  de  type  équ i l ibré  

En  résumé,  l 'affa ib l issement d ' i nsertion ,  l a  phase,  l e  retard  de  groupe,  l 'affa ib l issement 
d 'écho,  l e  s ignal  i ndés irable  et la  d istors ion  d ' in termodu lation  du  fi l tre  OAS de  type  équ i l i bré  
son t mesurés  avec l es  méthodes  décri tes  de  8. 5. 2  à  8 . 5. 1 2 .  Noter qu 'un  fi l tre  est  un  apparei l  
à  deux ports;  i l  est  approprié  pour l e  mesurage  afin  de  tra i ter un  fi l tre  ayan t  des  bornes  
équ i l ibrées  en  entrée  et en  sortie  comme un  apparei l  à  quatre  ports ,  a ins i  q u 'un  fi l tre  ayan t  
des  bornes  équ i l i brées  d 'un  côté  et une  borne  déséqu i l ibrée  de  l 'au tre  comme un  apparei l  à  
tro is  ports.  I l  est donc recommandé d 'u ti l i ser un  anal yseur de  réseau  mu l ti port.  

La  F igure  7  représen te  un  d iagramme de  b loc d 'un  anal yseur de  réseau  à  quatre  ports  pour 
montrer des  bornes  équ i l i brées  en  entrée  et  en  sortie .  Un  éta lonnage complet sur quatre  ports  
est  effectué  pour l es  quatre  ports  afi n  de  mesurer l es  1 6  paramètres  S  d u  fi l tre  (quatre  
ports  ×  4 ) ,  pu is  l eurs  caractéristi ques  son t calcu lées.  Dans  le  cas  d 'un  mesurage d 'apparei l  à  
trois  ports ,  comme représenté  à  la  F igure  8 ,  avec une  borne  déséqu i l i brée  d 'un  côté,  un  
éta lonnage  complet sur trois  ports  est  effectué.  Neuf paramètres  S  ( tro is  ports  ×  3)  son t  
mesurés,  pu is  des  ca lcu l s  s im i la i res  sont  effectués.  

Le  déséqu i l i bre  est  mesuré  comme la  d i fférence  d 'affaib l issement d ' i nsertion  entre  l es  bornes  
équ i l ibrées  a ins i  que  l 'erreur de  phase  de  la  d i fférence  de  phase  de  1 80  degrés.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  – 81  – 

 

 

Figure 7  – Mesurage  d 'analyseur de  réseau  à  quatre  ports  
pour fi l tre  de  connexion  équ i l ibré-équ i l ibré  

 

 

Figure 8  – Mesurage  d 'analyseur de  réseau  à  trois  ports  
pour fi l tre  de  connexion  équ i l ibré-déséqui l ibré  

8.5. 1 4  Résistance  d ' isolement  

La  résistance  d ' isolement doi t  être  mesurée  sous  la  tension  continue  spéci fi ée  dans  l a  
spéci fication  particu l i ère.  Cette  tens ion  est appl iquée  entre :  

a)  l es  bornes;  

Analyseur de  réseau  

Source  

Fi ltre OAS 

Port 1  Port  2  Port  3  Port  4  

IEC 

IEC 

Analyseur de  réseau  

Source  

Port 1  Port  2  Port  3  Port  4  

Fi ltre OAS 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 82  – I EC 60862-1 : 201 5  © I EC  201 5  

 

b)  l es  bornes  re l iées  en tre  e l les  et  l a  portion  métal l i que  du  boîtier ( l e  cas  échéant).  

La  rés istance  d ' isolement ne  doi t  pas  être  i n férieu re  à  la  va leur spéci fi ée  dans  l a  spéci fication  
particu l ière  appl icable.  

8.5. 1 5  Tenue  de  tension  

Le  fi l tre  doi t  satisfa i re  aux essais  su ivan ts  sans  présenter d ’amorçage d 'arc,  de  
con tournement,  de  cl aquage  d ' isolation  ou  au tre  dommage.  

Une  tens ion  a l ternative  de  va leur spéci fiée  doi t être  appl iquée  pendant une  période  de  5  s  
en tre:  

a)  l es  bornes;  

b)  l es  bornes  re l iées  en tre  e l les  et  l a  portion  méta l l i que  du  boîtier ( l e  cas  échéant).   

8.6  Procédures  d 'essai  mécan ique  et  d 'environnement  

8.6. 1  Robustesse des  sorties  (essais  destructi fs)  

8.6. 1 . 1  Essais  de  traction  et de  poussée sur l es  sorties  

Ces  essais  doivent être  effectués  conformément à  l 'Essai  Ua 1  ( traction )  et à  l 'Essai  Ua2  
(poussée)  de  l ' I EC 60068-2-21 .  

Sauf i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  particu l i ère,  la  force  à  appl i quer doi t être  

– pour l es  sorties  par broche  (brasure):  poussée  1  N ;  

– pour l es  sorties  par broche  (brasure):  traction  5  N ;  

– pour l es  sorties  par fi l s  (brasure):  traction  1 0  N .  

8.6. 1 .2  Souplesse des  sorties  par fi l s  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ub  (p l iage)  de  l ' I EC 60068-2-21 .  

La  spéci fication  particu l ière  doi t  défi n i r l a  force  de  charge  à  appl iquer et l a  posi tion  où  l e  
p l i age  doi t commencer.  

8.6. 1 .3  Essai  de  couple  sur gou jons  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ud  (couple)  de  l ' I EC 60068-2-21 .  

Sauf ind ication  contra ire  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l a  force  de  couple  à  appl i quer doi t  
être  de  sévéri té  2 .  

8.6.2  Essais  d 'étanchéité  (essais  non  destructi fs)  

8.6.2 .1  Essai  de  fu i te  franche  

Cet essai  doi t  ê tre  effectué  conformément à  l a  procédure  décri te  dans  l a  méthode d 'essai  1  
ou  2  de  l 'Essai  Qc de  l ' I EC 60068-2-1 7.  

a)  Méthode 1  

Le  l i qu ide  doi t  ê tre  de  l 'eau  dégazée  et la  pression  de  l 'a i r au -dessus  de  l 'eau  doi t  être  rédu i te  
à  8, 5  kPa  (85  mbar)  ou  moins ;  i l  ne  doi t pas  être  nécessai re  de  d rainer ou  de  sorti r 
l ’échanti l l on  de  l 'eau  avant  de  supprimer l e  vi de.  

b)  Méthode 2  
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La  spéci fication  particu l i ère  doi t  défi n i r l a  température  à  l aquel l e  l e  l i q u ide  doi t  être  main tenu .  

Sauf i nd ication  con tra ire  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  appl icable ,  l e  temps  d ' immersion  
doi t être  de  30  s .  

Pendan t l 'essai ,  aucun  dégagement de  gaz ou  d 'a i r du  boîtier du  fi l tre  OAS  ne  doi t être  
constaté.  Une  formation  con tinue  de  bu l les  doi t  i nd iquer l a  présence d 'une  fu i te.  

Après  l 'essai ,  l e  fi l tre  ne  doi t pas  présenter de  dommage  vis ib le.  

8.6.2 .2  Essai  de  fu i te  fine  

Cet essai  do i t  ê tre  effectué  conformément à  6. 4,  Méthode  d 'essai  1  de  l 'Essai  Qk de  
l ' I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

Sauf i nd ication  con tra ire  dans  la  spéci fication  particu l ière,  l a  pression  dans  l e  récip ient sous  
press ion  doi t  ê tre  de  200  kPa  (2  bars) .  Tou tefois ,  l a  pression  doi t  être  chois ie  de  te l l e  man ière  
à  ne  pas  provoquer de  détériorations  mécan iques  de  l 'apparei l  en  essai .  

Sauf i nd ication  contraire  dans  la  spéci fication  particu l i ère,  l e  taux de  fu i te  maximal  ne  doi t  pas  
excéder l a  va leur spéci fi ée  en  6 . 6  de  l ' I EC 60068-2-1 7: 1 994.  

8.6.3  Brasage  (brasabi l i té  et  résistance à  la  chaleur de  brasage)  (essais  destructi fs)  

8.6.3. 1  Brasabi l i té  

a)  Essai  A (sorties  par fi l s)  

Cet essai  do i t être  effectué  conformément à  l a  Méthode 1  de  l 'Essai  Ta  de  l ' I EC  60068-2-20.  
Les  sorties  doivent être  exam inées  pour contrôler l e  bon  état de  l 'étamage m is  en  évidence  
par l 'écou lement l i bre  de  l a  soudure  avec un  bon  mou i l lage  des  sorties.  

b)  Essai  B  (sorties  par fi l s)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l a  Méthode  2  de  l 'Essai  Ta  de  l ' I EC  60068-2-20  
avec l es  d imensions  du  fer à  braser i nd iquées  dans  l a  spéci fication  parti cu l ière.  Les  sorties  
doivent  être  exam inées  pour con trôler le  bon  état de  l 'étamage m is  en  évidence par 
l 'écou lement l i bre  de  l a  soudure  avec un  bon  mou i l lage  des  sorties.  

c)  Essai  C  (composan ts  pour montage  en  surface)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Td  de  l ' I EC  60068-2-58.  Les  sorties  
doivent  être  exam inées  pour con trôler le  bon  état de  mou i l lage.  

8.6.3.2  Résistance  à  la  chaleur de  brasage  

a)  Essai  A (sorties  par fi l s)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l a  Méthode 1  de  l 'Essai  Tb  de  l ' I EC  60068-2-20.  
Le  temps  d ' immersion  doi t  être  de  (5  ±  0 , 5)  s ,  sauf i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  
particu l i ère.  

Un  écran  de  matériau  isolant therm ique  doi t être  u ti l i sé  pour évi ter que  le  composant ne  soi t  
chauffé  par le  rayonnement d i rect provenant du  bain  de  brasage.  I l  do i t  en  ou tre  permettre  de  
l im i ter l ' immersion  des  sorties  à  2  mm  du  boîtier,  sauf i nd ication  con tra ire  dans  la  
spéci fication  particu l ière.  

b)  Essai  B  (sorties  par fi l s)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l a  Méthode 2  de  l 'Essai  Tb  de  l ' I EC  60068-2-20  
avec les  d imensions  du  fer à  braser i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  Le  fer à  
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braser doi t être  appl iqué  pendan t (5  ±  1 )  s ,  sau f i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  
particu l ière.  

c)  Essai  C  (composan ts  pour montage  en  surface)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Td  de  l ' I EC  60068-2-58.  

8.6.4  Variation  rapide  de  température:  choc sévère  par immersion  dans  du  l i qu ide 
(essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Nc de  l ' I EC 60068-2-1 4.  Les  fi l tres  doivent  
être  soum is  à  un  cycle  descendan t de  (98  ±  3 )  °C  pendant 1 5  s  à  (1  ±  1 )  °C  pendant 5  s .  

8.6.5  Variation  rapide  de  température  avec temps de  transi tion  prescri t  (essai  non  
destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Na  de  l ' I EC 60068-2-1 4.  

Les  températures  basses  et  hautes  de  la  chambre  d 'essai  doivent être  l es  températures  
extrêmes  de  fonctionnement i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.  

Le  fi l tre  OAS  doi t  être  main tenu  à  chacune  des  températures  extrêmes  pendan t 30  m in ,  sauf 
i nd ication  con traire  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

Le  fi l tre  OAS  doi t  être  soum is  à  cinq  cycles  thermiques  complets  pu is  exposé  aux  cond i ti ons  
atmosphériques  normales  de  reprise  pendant au  m in imum  2  h .  

8.6.6  Secousses  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ea  de  l ' I EC 60068-2-27.  

NOTE  L'essai  de  secousses  impl i que  des  essais  de  chocs  répétés  en  opposi ti on  à  des  essais  de  chocs  non  
répétés  comme spéci fi és  en  8 . 6. 8.  

Le  fi l tre  OAS doi t  être  monté  ou  maintenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l i ère.  Les  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux su ivan t l esquels  l es  secousses  sont  
appl iquées  doivent  comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux bornes;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  OAS.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t  être  comme spéci fié  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.   

8.6.7  Vibrations  (essai  destructi f)  

8.6.7 .1  Mode s inusoïdal  (fi l tre  OAS  non  u ti l i sé)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Fc de  l ' I EC 60068-2-6 .  

Le  fi l tre  OAS doi t  être  monté  ou  maintenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l i ère.  Les  tro is  axes  perpend icu la i res  en tre  eux su ivant l esquels  les  accélérations  sont  
appl iquées  doivent  comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux bornes;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  OAS.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t  être  précisé  dans  la  spéci fication  particu l i ère.  
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8.6.7.2  Mode s inusoïdal  (fi l tre  OAS  uti l i sé)  

L'essai  doi t être  effectué  conformément aux cond i tions  de  8. 6. 7 . 1  sauf que,  pendant  l 'essai ,  l e  
fi l tre  doi t être  a l imenté  et l es  essais  é lectriques  défin is  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  
doivent  être  réa l isés.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t  être  précisé  dans  la  spéci fication  particu l i ère.  

8.6.7.3  Mode aléatoi re  (fi l tre  OAS  non  u ti l i sé)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Fh  de  l ' I EC  60068-2-64.  

Le  fi l tre  OAS doi t  ê tre  monté  ou  maintenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l ière.  Les  trois  axes  perpend icu la i res  entre  eux su ivant l esquels  l es  accélérations  sont  
appl iquées  doivent comprendre:  

– un  axe  para l lè le  aux bornes;  

– un  axe  para l lè le  à  l a  base  du  fi l tre  OAS.  

La  spéci fication  particu l i ère  doi t  préciser l a  dens i té  spectra le  d 'accélération  (DSA),  l a  p l age  
de  fréquences  et  l a  d urée.  

8.6.7.4  Mode aléatoi re  (fi l tre  OAS  uti l isé)  

L'essai  doi t être  effectué  conformément aux cond i tions  de  8. 6. 7 .3  sauf que,  pendant l 'essai ,  l e  
fi l tre  doi t être  a l imenté  et l es  essais  é lectriques  défin is  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  
doivent  être  réal isés.  

8.6.8  Chocs  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ea  de  l ' I EC 60068-2-27.  

Le  fi l tre  OAS doi t  être  monté  ou  maintenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l i ère.  Les  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux su ivan t l esquels  l es  chocs  son t 
appl iqués  doivent  comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux bornes;  

– un  axe  para l lè le  à  l a  base  du  fi l tre  OAS.  

Sauf i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l e  degré  de  sévéri té  doi t  être  
comme précisé  en  5 . 9.   

8.6.9  Chute  l i bre  (essai  destructi f)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l a  Procédure  1  de  l 'Essai  Ec de  l ' I EC  60068-2-31 .  

Le  fi l tre  OAS doi t être  suspendu  par ses  sorties  à  une  hau teur de  1  000  mm  ±  5  mm  et i l  est 
l a issé  tomber sur l a  base,  dont l e  matériau  doi t  être  défin i  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.  
Sauf i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  particu l i ère,  deux chutes  doiven t être  prévues.  

8.6. 1 0  Accélération  constante  (essai  non  destructi f)  

8.6. 1 0. 1  Accélération  constante  (fi l tre  OAS  non  u ti l i sé)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformémen t à  l 'Essai  Ga  de  l ' I EC  60068-2-7.  

Le  fi l tre  OAS doi t  être  monté  ou  maintenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l ière.  La  méthode  et l a  sévéri té  doiven t être  cel les  précisées  dans  l a  spéci fication  
particu l ière.  
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8.6. 1 0.2  Accélération  constante  (fi l tre  OAS  uti l i sé)  

L'essai  doi t ê tre  effectué  conformément aux cond i tions  de  8 . 6 . 1 0 . 1  sauf que,  pendant l 'essai ,  
l e  fi l tre  doi t  être  a l imenté  et l es  essais  é lectriques  défin is  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  
doivent être  réal isés.  

La  méthode  et  l a  sévéri té  doiven t être  cel l es  précisées  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.  

8.6. 1 1  Basse  pression  atmosphérique  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  M  de  l ' I EC  60068-2-1 3.  Sauf i nd ication  
con trai re  dans  l a  spéci fi cation  particu l ière,  l a  press ion  dans  la  chambre  doi t  ê tre  rédu i te  
j usqu 'à  25  kPa  pendant une  durée  de  2  h .  

8.6. 1 2  Chaleur sèche  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Bb  de  l ' I EC  60068-2-2.  Le  
cond i ti onnement doi t  être  effectué  à  l a  température  supérieure  de  la  catégorie  cl imatique  
pendan t 1 6  h ,  sauf ind ication  contra ire  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.  

8.6. 1 3  Chaleur humide,  essai  cycl ique  (destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Db,  variante  1 ,  de  l ' I EC 60068-2-30,  à  l a  
sévéri té  b),  à  55  °C  pour s ix cycles.  

8.6. 1 4  Froid  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ab  de  l ' I EC 60068-2-1 ,  à  l a  température  
in férieure  de  l a  catégorie  cl imatique  pendant 2  h ,  sauf i nd ication  contrai re  dans  la  
spéci fication  particu l ière.  

8.6. 1 5  Séquence  cl imatique  (essai  destructi f)  

L'essai  et  l es  mesurages  doivent  être  effectués  dans  l 'ordre  su ivant:  

Chaleur sèche  Voi r 8 . 6. 1 2;  

Chaleur hum ide,  cycl ique  Voi r 8 . 6. 1 3  (prem ier cycle  un iquement) ;  

Froid  Voi r 8. 6. 1 4;  

Basse  pression  atmosphérique  Voi r 8. 6. 1 1  (s i  appl icable);  

Chaleur hum ide,  cycl ique  Voi r 8. 6. 1 3  (cinq  cycles  restants) .  

Pour l a  séquence  cl imatique,  un  i n terval l e  n 'excédant pas  3  j ours  est  au torisé  en tre  chacun  
de  ces  essais ,  sauf en tre  l e  prem ier cycle  de  chaleur hum ide  et l 'essai  de  froid .  

Dans  ce  cas,  l 'essai  de  fro id  doi t  être  effectué  imméd iatement après  l a  reprise  qu i  su i t  l ' essai  
de  chaleur hum ide.  

8.6. 1 6  Essai  continu  de  chaleur humide (destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Cab  de  l ' I EC 60068-2-78  pour l a  catégorie  
cl imatique  appropriée  i nd iquée  en  5. 6.  

8.6. 1 7  Brou i l lard  sal in ,  essai  cycl ique  (destructi f)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Kb  de  l ' I EC  60068-2-52.  La  sévéri té  1  do i t  
être  u ti l i sée  sauf i nd ication  con tra ire  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  
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8.6. 1 8  Immersion  dans  les  solvants  de  nettoyage (essai  non  destructi f)  

Cet essai  n 'est  appl iqué  qu 'aux marquages  superficie ls.  Pour établ i r l a  tenue  du  marquage,  
cet  essai  doi t  être  effectué  conformément à  l a  Méthode 1  de  l 'Essai  XA de  l ' I EC 60068-2-45.  
La  spéci fication  particu l ière  doi t préciser l e  solvan t  à  u ti l i ser,  l a  température  du  solvan t,  le  
matériau  pour frotter et ses  d imensions,  a ins i  que  l a  force  à  employer.  

Le  marquage doi t être  l i s i b le.  

8.6. 1 9  Essai  d ' inflammabi l i té  (destructi f)  

Cet essai  do i t  être  effectué  conformément à  l ' I EC  60695-1 1 -5.  La  spéci fication  particu l ière  
doi t  préciser l a  durée  d 'appl ication  de  l a  fl amme d 'essai  chois ie  entre  5  s ,  1 0  s ,  20  s,  30  s ,  
60  s  ou  1 20  s ,  en  fonction  de  ce  qu i  est  approprié  à  l a  construction  et  aux matériaux de  
l ’éprouvette  d ’essai .  

La  durée  et  l ' extens ion  de  brû lage  doivent  être  précisées  dans  la  spéci fication  particu l i ère.  

8.6.20  Essai  de  sensibi l i té  aux décharges  électrostatiques  (DES)  (destructi f)  

I l  est  exigé  que  les  fi l tres  OAS  d isposent d 'une  propriété  de  rés istance  aux décharges  
é lectrostati ques  (DES).  

Les  DES surviennen t souvent quand  les  apparei ls  son t connectés  à  l eurs  équ ipements.  Même 
après  l e  processus  d 'assemblage,  l es  DES  sont  également appl iquées  aux apparei ls  via  un  
chem in  é lectrique  externe,  par exemple  une  an tenne.  

Des  modèles  existent pour l e  mesurage de  la  sensibi l i té  aux  DES.  

Les  modèles  su ivan ts  présen tent les  cas  dans  les  l esquels  l 'obj et  chargé  appl ique  l es  DES 
aux bornes  des  apparei ls  à  OAS:  

a)  Modèle  du  corps  humain  (HBM)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC  61 340-3-1 .  

Ce  modèle  s imu le  les  DES du  corps  chargé  d 'une  personne  qu i  man ipu le  les  apparei ls .  

b)  Modèle  de  mach ine  (MM)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC  61 340-3-2.  

Ce  modèle  s imu le  les  DES  de  l 'obj et  métal l i que  chargé  qu i  entre  en  con tact avec l es  
apparei ls .  

c)  Modèle  d 'apparei l  chargé  (CDM)  

Cet essai  doi t être  effectué  conformément à  l ' I EC  60749-28.  

Ce  modèle  s imu le  l e  cas  d 'un  apparei l  chargé  et  déchargé  vers  l 'obj et  externe  depu is  l a  
borne  de  l 'apparei l .   

8.7  Procédure  d 'essai  d 'endurance  

Viei l l i ssement (essai  non  destructi f) :  l e  fi l tre  OAS doi t être  main tenu  à  (85  ±  2 )  °C  pendant 
30  j ours  consécu ti fs,  sau f i nd ication  con traire  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

A l ' i ssue  de  cet essai ,  l e  fi l tre  doi t  ê tre  p lacé  dans  l es  cond i tions  atmosphériques  normales  
j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t  son  équ i l i bre  therm ique.  

Les  essais  spéci fiés  doiven t a lors  être  effectués;  l es  mesurages  fi naux doiven t être  dans  l es  
l im i tes  i nd iquées  dans  la  spéci fication  particu l ière.  
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